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Die vorliegende Erfindung betrifft transparente Heizerpaneele und ein Verfahren zum 
Vorbereiten bzw. Herstellen derselben. Genauer gesagt betrifft sie transparente 
Heizerpaneele, die fQr Fensterteile verwendet warden konnen, und insbesondere 
transparente Heizerpaneele, die fOr die Flussigkristallanzeigen, Kuhlschaukasten, 
Gefrierschaukasten, Entfroster von Autos verwendet werden konnen. und ein 
Verfahren zum Vorbereiten derselben. 

Bel Gefrierschaukasten und Kuhlschaukasten ist es notlg. eine Taukondensation auf 
der Oberflache einer Fensterscheibe im Fensterteil zu verhindern. Daher wurde eine 
transparente leitende Schicht auf der Oberflache einer Fensterscheibe ausgebildet, 
urn eine vorbestimmte elektrische Leistung an die transparente leitende Schicht 
anzulegen und die Fensterscheibenoberflache zu heizen. 

Die Nachfrage nach Flussigkristallanzeigen hat sich in diesen Tagen erhoht. Ihr 
Betrieb ist jedoch unangenehm (angsam, wenn sie in kalten Gebieten verwendet 
werden. Somit hat es auch eine erhOhte Notwendigkeit fur transparente 
Heizerpaneele bei Flussigkristallanzeigen fur eine Temperatursteuerung gegeben. 
Bislang wurden bei in kalten Gebieten verwendeten Flussigkristallanzeigen 



exotherme Widerstande zum Heizen vermascht angeordnet, wie es beispielsweise in 
JP-A-58-126517 (Tokkai-sho) offenbart ist. Es war jedoch schwierig. die gesamte 
Fliissigkristallanzeige unter Verwendung von einer der Konstitutionen einheitlich zu 
heizen, und die exothermen WiderstSnde bzw. Resistoren nriit einem opaken Metall 
neigten dazu, einen Bediener beim Beobachteh der Anzeige unangenehm zu storen. 

Transparente Heizelemente, bei wiBlchem transparente leitende Schichten auf 
transparenten Substraten ausgebildet sind, sind beispielsweise im. US-Patent Nr. 
4,952,783 offenbart. Ein solches Heizelement ist in Fig, 31 hier beigeftigt. Eine 
transparente leitende Schicht 52 ist auf der gesamten Oberfiache eines 
transparenten Substrats 51 ausgebildet, und ein Paar von Elektroderf53 und 53' zum 
Aniegen elektrischer Leistung an die transparente leitende Schicht 52 sind uber 
beiden Randteilen der transparenten leitenden Schicht 52 ausgebildet. Weiterhin ist 
eine transparente Schutzschicht 54 auf der gesamten Oberflache des Heizelements 
aus gebildet, urn die transparente leitende Schicht 52 und die Elektroden 53 und 53' 
zu schutzen. Die Elektroden 53 und 53 sind durch Beschichten bzw. Oberziehen 
geeigneter Telle der transparenten leitenden Schicht 52 mit einem leitenden 
druckenden Material, wie beispielsweise einer Silberpaste, unter Verwendung eines 
Siebdruckverfahrens und darauffolgendes thenmisches Behandein des resultierenden 
Oberzugsmaterials ausgebildet, Zum Zwecke eines Verbesserns der Zuverlassigkeit 
der Elektroden offenbart JP-A-4-289685 (Tokkai-hei) Elektroden, die eine Metallfolie 
mit elektrisch leitenden Druckmaterialschichten in Sandwichbauweise umgeben. 

Die gegenwartigen Erfinder fanden heraus. dass ein transparentes Heizerpaneel 
durch Ausbilden. einer im wesentlichen lichtdurchlassigen metallischen diinnen 
Schicht auf einer transpareinten leitenden Schicht und darauffolgend durch Ausbilden 
eines Paars von metallischen Elektroden auf der metallischen dunnen Schicht unter 
Verwendung eines Nass-Plattierungsprozesses erhalten wird, wie es in JP-A-6- 
283260 (Tokkai-hei) offenbart ist. Typische Beispiele fur transparente leitende 
Schichten, die fur transparente Heizerpaneele verwendet werden, sind Laminate, bei 
welchen eine metallische dunne Schicht zwischen transparenten dunnen Schichten 
mit hohem Brechungsindex gehalten wird. Diese Anmeldung offenbart auch 
Laminate mit einer Sandwichbauweisenstruktur, wie beispielsweise InOx/Ag/lnOx, 
SiNx/Ag/SiNx Oder TiOa/Ag/TiOa, die durch ein Vakuumablagerungsverfahren, ein 
reaktives Ablagerungsverfahren oder ein Sputter-Ablagerungsverfahren ausgebildet 
wird. Wenn ein metallische dunne Schicht. die Silber als Hauptkomponente enthalt, 



fur eine metallische Schicht eines Laminats verwendet wird, hat das resultierende 
Laminat eine besonders exzellente Transparenz bzw, Durchlassigkeit in einem 
sichtbaren Lichtbereich, eine bessere Leitfahigkeit, und insbesondere eine 
ausgezeichnete Heiz-Leistungsfahigkeit bei einer niedrigen elektrischen Spannung. 

Bel einem transparenten Heizerpaneel, dessen Laminat durch eine transparente 
dunne Schicht mit hohem Brechungsindex bedeckt ist, und das eine dOnne Schicht 
aufweist, die Silber Oder Kupfer als Hauptkomponente enthSIt, und als exothermer 
Korper verwendet wird, gibt es eine Forderung nach einer strengen 
Strapazierfahigkeit beziiglich der Umwelt. wenn das Heizerpaneel fur die 
Temperaturkompensation einer Flussigkristallanzeige in einem Autocoder ahnlichem 
verwendet wird. Insbesondere gib es Forderungen nach einer Feuchtigkeits- 
Hitzebestandigkeit. einer Hitzebestandigkeit und einer Kaltebestandigkeit. 
Insbesondere bei einem Abschatzung seiner Feuchtigkeits-Hitzebestandigkeit 
werden feine Silberpartikel erzeugt und koaguliert. und sie veranlassen, dass sich die 
dunne Schicht aus Silber verschlechterl. Aufgrund einer solchen Verschlechterung 
wird das Heizerpaneel punktfOrmig mit welBen Flecken versehen. die aus der 
Koagulation bzw. Gerinnung von feinen Silberpartikeln resultieren, wird sein 
Aussehen verschlechterl und wird die Erzeugung von Hitze nicht einheitlich 
bekommeh. 

Daher werden herkommliche transparente Heizerpaneele zum Zwecke eines 
Verhinderns, dass sich ihre dunnen Schichten aus Silber verschiechtern, durch ihre 
Substrate und Schutzharze/ geschutzt. Jedoch dann, wenn transparente 
Heizerpaneele, die so geschutzt sind, beziiglich einer Strapazierfahigkeit bezuglich 
der Umwelt getestet werden, werden ihre dunnen Schichten aus Silber 
verschlechtert. Das bedeutet, dass sie keine ausreichende Strapazierfahigkeit 
bezuglich der Umwelt haben. Bei einem transparenten Heizerpaneel, bei welchem 
eine dunne Schicht aus einem Halbleiter, wie beispielsweise aus Indiumoxid, als 
exotherme Schicht verwendet wird, wird selbst dann, wenn beide OberflSchen von 
ihm selbst geschutzt werden. die Verschlechterung des Heizerpaneels beim 
Vorhandensein von Saurekomponenten beschleunigt, usw. Das bedeutet, dass ein 
solches Heizerpaneel keine ausreichende Strapazierfahigkeit bezuglich der Umwelt 
hat. 

Wie es oben angegeben 1st, sind bei transparenten Heizerpaneelen, deren beide 



Oberflachen ' geschCitzt sind, das Studium des Aniasses fiir eine solche 
Verschlechterung und die Losung da von extrem wichtige Probleme gewesen. 

Es ist eine allgemeine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den Aniass einer solchen 
Verschlechterung zu studieren, unn ihn zu losen, d.h. transparente Heizerpaneele mit 
etner verbesserten StrapazierfShigkeit gegenuber Schadstoffen, wie beispielsweise 
hygroskopischer Feuchtigkeit, Staub, Gasen, Sauresubstanzen und ahderen, einer 
exzellenten Strapazierfahigkeit bezuglich der Umwelt, einer hohen Zuverlassigkeit, 
einer hphen Lichtdurchlassigkeit, einer exzellenten Heizleistung und einer 
einheitlichen Heizleistung zu schaffen. 

Es Ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum 
Herstellen desselben zu schaffen. 

Die gegenwartigen Erfinder studierten die Ursache fur eine solche Verschlechterung 
ernsthaft. urn die oben angegebenen Probleme zu losen und fanden heraus. dass 
eine solche Verschlechterung bei den geschnittenen EndflSchen eines Heizerpaneels 
erfolgt, die uberhaupt nicht geschutzt sind, und sich in jeder RIchtung in Ihrer 
Oberflache ausbreitet. Dann fanden die gegenwartigen Erfinder heraus, dass als 
Malinahme gegenuber einer solchen Verschlechterung bei einem transparenten 
Heizerpaneel mit einer transparenten leitenden Schicht, die auf einem transparenten 
Substrat ausgebitdet Ist, und einem Paar von Elektroden zum Aniegen elektrischer 
Leistung an die transparente leitende Schicht eine Antikorrosionsbehandlung. wie 
beispielsweise ein Bedecken der geschnittenen Endflachen der transparenten 
leitenden Schicht mit einem transparenten Schutz-Plastikelement oder einem 
Antikorrosionsmittel die oben angegebene Verschlechterung verhindert. 

Das bedeutet, dass eine erste Aufgabe der vorliegenden Erfindung durch ein 
transparentes Heizerpaneel nach Anspruch 1 gelost werden kann. 

Eine zweite Aufgabe der vorliegenden Erfindung kann durch ein Verfahren zum 
Vorbereiten eines transparenten Heizerpaneels nach Anspruch 10 gelOst werden. 

Der Aufbau, der Betrieb und Vorteile bevorzugter transparenter Heizerpaneele, die 
die Erfindung verkorpern, sind in der folgenden detaillierten nicht beschrankenden 
Beschreibung und unter Bezugnahme auf die folgenden Zeichnungen aufgezeigt. 



Fig. 1 eine Draufsicht ist, die ein erstes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel 

eines transparenten Heizerpaneels der vorliegenden Erfindung 
darstellt. 

Fig. 2 eine transversale Schnittansicht entlang der Linie A-A' der Fig. 1 Ist. 

Fig. 3(a), (b) transversale Schnittansichten entlang der Linie B-B' der Fig. 1 sind. 

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des Heizerpaneels der Fig: 1 ist. 

Fjg. 5 eine transversale Schnittansicht Shnlich der Fig. 2 ist, die ein zweites 

bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darstellt. 

Fig. 6 eine transversale Schnittansicht ahnlich der Fig. 2 ist, die ein drittes 

bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darstellt. 

Fig. 7 eine Draufsicht ist, die ein viertes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel 

eines transparenten Heizerpaneels der vorliegenden Erfindung 
darstellt. 

Fig. 8 eine Langs-Schnittansicht entlang der Linie C-C der Fig. 7 ist. 

Fig, 9 eine transversale Schnittansicht ahnlich der Fig. 2 ist, die ein funftes 

bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darstellt. 

Fig. 10 eine Langs-Schnittansicht entlang einer Linie entsprechend der Linie D- 
D* der Fig. 1 ist, die ein sechstes bevorzugtes AusfQhrungsbeispiel 
eines transparenten Heizerpaneels der vorliegenden Erfindung 
darstellt 



Fig. 11 eine Langs-Schnittansicht ahnlich der Fig. 10 ist. die ein siebtes 



bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darstellt 



Fig. 12 eine transversale Schnittansicht ist. die ein zweites bevorzugtes 
Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels der 
vorliegenden Erfiiidung darstellt, das insbesondere auf einer 
Stutzstrukturnnontiert ist. 

Fig. 13 eine Draufsicht ist, die ein achtes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel 
eines transparenten Heizerpaneels der vorliegenden Erfindung 
darstellt. 

Fig. 14 eine transversale Schnittansicht entlang der Linie A-A* der Fig. 13 Ist. 

Fig. 15 eine perspektivische Ansicht des Heizerpaneels der Fig. 13 ist. 

Fig. 16 eine transversale Schnittansicht ahnlich der Fig. 14 ist, die ein neuntes 
bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darstellt. 

Fig. 17 eine transversale Schnittansicht ahnlich der Fig. 14 ist, die ein zehntes 
bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darstellt. 

Fig. 18 eine transversale Schnittansicht ahnlich der Fig. 14 ist, die ein elftes 
bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darstellt. 

In Fig. 19 bis 26 ein Tell (a) eine Draufsicht und ein Tell (b) eine Schnittansicht 
ist, die eine Reihe von bevorzugten Vorbereitungseinheiten darstellen, 
in welchen korrosionsfeste transparente Heizerpaneels vorbereitet 
werden. 

Fig. 27(a).(b) perspektivische Ansichten zweiter aufien angeschlossener 
Metallstreifen sind. die an die Stelle von einer kleinen rundlichen 
Offnung bzw. einer Ose gesetzt sind. 



Fig. 28 eine perspektivlsche Ansicht eines dritten auRen angeschlossenen 
Metal Istreifens 1st. der an die Stelle einer kleinen rundlichen Offnung 
bzw. einer Ose gesetzt ist. 

Fig: 29 eine Draufsicht auf ein zwOlftes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines 
transparenten Helzerpaneels der voriiegenden Erfindung ist, dessen 
transparente leitende Schlcht in der Form eines Muster ist. 

Fig. 30 eine Draufsicht auf ein dreizehntes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel 
eines transparenten Helzerpaneels der vorliegendeil Erfindung Ist, 
dessen transparente leitende Schicht in der Form eines Musters Ist. 

Fig. 31 eine transversale Schnitt^nsicht ist. die ein herkommliches 
Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Helzerpaneels darstellt. 

Die Struktur von transparenten Heizerpaneelen der voriiegenden Erfindung, die mit 
einem transparenten Schutz-Plastikelement einer Antikorrosionsbehandlung zu 
unterzlehen slnd, wird zuerst beschrieben werden. 

(a) Erstes AusfOhrungsbeispiel; Fig. 1' bis 4 

Ein in den Fig. 1 bis 4 beschriebenes transparentes Heizerpaneel 1 welst einen 
Hauptteil auf, der nahezu quadratisch ist, und mit auBeren Leistungsquellen 
verbundene projizlerte Telle, die entlang der ausgedehnten Leitungen von Elektroden 
uber beiden Randteilen des Hauptteils projiziert sind. Anders ausgedruckt weist es 
ein transparentes Substrat 2, eine transparente leitende Schicht 3, die auf einer 
ersten OberflSche des transparenten Substrats 2 ausgebildet ist, urn ein exothermer 
K6rper zu sein, wpbei ein peripherer Randteil des fur die Ausbildung eines 
transparenten Schutz-Plastlkelements 7 reservierten transparenten Substrats 2 von 
der ersten Oberfiache ausgeschlpssen ist, ein Paar von Elektroden 5 und 5', die Ober 
Randteilen der transparenten leitenden Schicht 3 ausgebildet slnd, um elektrische 
Leistung an die transparente leitende Schicht 3 anzulegen, und eine transparente 
Schutzschicht 6, die uber dem Teil der transparenten leitenden Schicht 3 ausgebildet 
ist, wo die Elektroden 5 und 5' nicht auszubilden sind. wobei das transparente 
Schutz-Plastikelement 7 Qber der transparenten Schutzschicht 6, den Elektroden 5 



und 5* und den Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 und der Elektroden 
5 und 5* ausgebildet ist und an der oberen Fiache des peripheren Randteils des 
transparenten Substrats 2 haftet, auf. 

Das transparente Schutz-Plastikelement 7 erfullt seine Antikorrosionsfunktion zum 
Schutzen der Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 und der Elektroden 5 
und 5' vor hygroskopischer Feuchtigkeit, vor Staub, vor Gasen, vor Sauresubstanzen 
und anderen Kontaminierungsmittein und zum Verbessern des: transparenten [ 
Heizerpaneels 1 bezQglich einer Strapazierfahigkeit bezuglich der Umwelt. 

Jede der Elektroden 5 und 5' ist in der Form eines Rechtecks, dais bezuglich der ; 
Breite schmal und bezuglich der Lange lang ist. Ein Ende jeder der Elektroden 5 und | 
5' Ist ein Verbindungsabschnitt bzw. Anschlussabschnitt 5a Oder 5a\ Die 
Verbindungsabschnitte 5a und 5a' sind jeweils ausgebildet. um Jewells einen Draht ^ 
zum Aniegen elektrischer Leistung mit den Elektroden 5 und 5* zu verbinden, AuBen ; 
angeschlossene metallische Passungen 13 und 13' sind an den ; 
Verblndungsabschnitten 5a und 5a' mit jeweiligen kleinen runden Offnungen bzw. 
Osen 14 und 14' angebracht. Die Verbindungsabschnitte 5a und 5a' stehen 
zusStzlich zu den Passungen 13 und 13' vom Hauptteil des transparenten 
Heizerpaneels 1 zu einer Richtung in seiner Oberfiache vor, wobel der Hauptteil 
virtuell in der Form eines Quadrats ist. Die vorllegende Erfindung ist jedoch nicht auf 
diesen Typ beschrSnkt Die Verbindungsabschnitte 5a und 5a' konnen in irgendeiner ; 
von Richtungen vorstehend sein, die optional ausgewahit warden, und kOnnen 
uberhaupt nicht vorstehend sein. 

(b) Zweites Ausfuhrungsbeispiel; Fig. 5 

Ein transparenter Schutz-Plastlkfilm 9 Ist mit der oberen Oberfiache eines 
transparenten Schutz-Plastikelements 7 mittels einer Klebeschicht bzw. Haflschicht 
verbunden, die in der Figur nicht gezeigt ist 

(c) Drittes AusfOhrungsbeispiel; Fig. 6 

Die Elektroden 5 und 5' bestehen jeweils aus leitenden Harzschichten 5b und 5b' und 
Plattierungsschichten 5c und 5c\ Eine Klebeschicht 10 ist auf einer zweiten 
Oberfiache eines transparenten Substrats 2 ausgebildet, wo eine transparente 



leitende Schicht 3 nicht auszubilden ist, und eine Trenn- oder Freigabeschlcht bzw. 
-platte 11 ist auf der Klebeschicht 10 laminiert. Bei diesem AusfQhrungsbelspiel wird 
die Trenn- oder Freigabeschicht 11 abgeschait, und dann wIrd das transparente 
Heizerpaneel 1 mit einer SufSeren Stutzstruktur verbunden, indem die OberflSche der 
Klebeschicht 10 mit der aulSeren StClt2strul<tur durch Drucl< kontaktlert wird. 

(d) VIertes Ausfuhrungsbeispiel; Fig. 7 und 8 

Verbindungsabschnitte zum Aniegen elektrjscher Leistung bestehen aus einzeinen 
Elektroden 5 und 5', die aus Folien eines Metalls. wie beispielswelse Kupfer. 
bestehen. Eine transparente leitende Schicht 3. die einen exothemign KSrper bildet.' 
ist auf der gesamten Oberfiache eines transparenten Substrata 2 ausgebildet. Eine 
transparente leitende Harzschlcht (eine leitende Pastenschicht) 5b, eine Klebeschicht 
8. Elektroden 5 und 5' und eine weitere transparente leitende Harzschlcht (leitende 
Pastenschicht) 5b sind auf der transparenten leitenden Schicht 3 in dieser 
Reihenfolge ausgebildet. Die Randteile der oberen und unteren leitenden 
Harzschichten 5b sind elektrisch miteinander verbunden. Die gesamten oberen und 
unteren Oberflachen und Endfiachen des Hauptteils des Heizerpaneels sind durch 
ein transparentes Schutz-Plastlkelement 7 bedeckt. so dass der Hauptteil gegenuber 
Kontaminlerungen geschutzt wird. und es verhlndert wird. dass er kon-odiert. 

(e) Fiinftes Ausfiihrungsbeisplel; Fig. 9 

Ein transparentes Schutz-Plastikeiement 7 bedeckt uber eine Klebeschicht 8 die 
obere Oberfiache einer transparenten Schutzschicht 6. die oberen Oberflachen der 
Elektroden 5 und 5' und die Endflachen der Elektroden 5 und 5' und einer 
transparenten leitenden Schicht 3. urn den Hauptteil des Heizerpaneels vor 
Kontaminierungen zu schQtzen. Ein weiteres transparentes Schutz-Plastikelement 7 
bedeckt auch die untere OberflSche und die SeitenflSchen eines transparenten 
Substrats 2. urn zu verhindern. dass der Hauptteil korrodiert. Die oberen und unteren 
transparenten Schutz-Plastikelemente 7 sind Ober eine Klebeschicht 8 in peripheren 
Randteilen des Heizerpaneels miteinander verbunden. 

(f) Sechstes Ausfuhrungsbeispiel; Fig. 10 



transparentes Schutz-Plastikelement 7 bedeckt Elektroden 5. eine transparente 



leitende SchicHt 3 und ein transparentes Substrat 2 mit Ausnahme von Teilen, die fur 
die Ausbildung der Elektroden 5 reserviert sind. 

(g) Slebtes Augfuhrungsbeispiel; Fig. 11 

Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 bedeckt das gesamte von Elektroden 5, 
einer transparenten leitenden Schlcht 3 und einem transparenten Substrat 2, Das 
transparente Schutz-Plastikelement 7 wird unter Verwendung einer geeigneten 
Einrichtung, wie beispielsweise einer Hitzebehandlung, entfernt, um die Elektroden 5 
zu installieren. 

(h) Anwendung des zweiten Ausfuhrungsbeispiels; Fig. 12 

Ein transparentes Heizerpaneel, wie es in Fig. 5 beschrieben ist, und ein 
Flussigkristallanzeigeelement v/erden miteinander vereinigt. Diese Figur zeigt ein 
AusfCihrungsbeispiel. das durch Kontaktieren einer polarisierenden Platte (P) 15 mit 
einem transparenten Schutz-Plastikfilm. 9 durch Druck uber eine Klebeschicht 10 
ausgebildet wird, um eine Flussigkristallanzeige mit einer Struktur aus der 
polarisierenden Platte (P) 15 / dem FlOssigkristallanzeigeelement 17 / der 
polarisierenden Platte (Q) 16 an den transparenten Schutz-Plastikfllm 9 zu kleben. 
Das Ausfuhrungsbeispiel hat auch eine Struktur, be! welcher Licht von einer 
Hintergrundbeleuchtung 18 von der Seite eines transparenten Substrats 2 gesendet 
wird und dann verwendet wird. 

Als nachstes wird die Struktur eines transparenten Heizerpaneels der vorliegenden 
Erfindung beschrieben. wenn das Heizerpaneel einer Antikorrosionsbehandlung mit 
einem Antikorrosionsmittel unterzogen wird. 

(i) Achtes Ausfuhrungsbeispiel; Fig. 13 bis 15 

Ein in den Fig. 13 bis 15 beschriebenes transparentes Heizerpaneel 1 weist einen 
Hauptteil auf, der nahezu quadratisch ist, und mit aulieren Leistungsquellen 
verbundene projizierende bzw. vorstehende Telle, die entlang den ausgedehnten 
Linien bzw. Leitungen von Elektroden uber beiden Randteilen dese Hauptteils 
vorstehen bzw. projizierend sind. Anders ausgedruckt weist es folgendes auf: ein 
transparentes Substrat 2. eine transparente leitende Schicht 3, die auf einer ersten 



Oberfiache des fransparenten Substrats 2 ausgebildet 1st. urn ein exothermer K6rper 
2u sein. ein Paar von Elektroden 5 und 5'. die uber Randtellen der transparenten 
leitenden Schicht 3 ausgebildet sind. urn elektrische Leistung an die transparente 
leitende Schicht 3 anzulegen, und eine transparente Schutzschicht 6. die Qber der 
oberen Oberflache der transparenten leitenden Schichte 3 ausgebildet ist. wo die 
Elektroden 5 und 5' nlcht auszubilden sind. und einen transparenten Schutz- 
Plastikfllm 9. der die obere OberflSche der transparenten Schutzschicht 6 und die 
oberen Oberfiachen der Elektroden 6 und 5' bedeckt. Eine solche Laminierung wird 
jedoch ohne Klebeschicht ausgefOhrt Die EndflSchen der transparenten leitenden 
Schicht 3 werden einer Antikorroslonsbehandluhg unterzogen. Das bedeutet. dass 
sie mit einer Schicht aus einer Antikorrosionskomponente 31 bedetkt warden. Die 
Elektroden 5 und 5' sind jeweils In der Form eines Rechtecks. das bezuglich der 
Breite schmal und bezuglich der LSnge lang Ist. Ein Ende jeder der Elektroden ist ein 
Verbindungsabschnitt 5a Oder Sa". Locher 12 und 12' fur runde kleine Offnungen 
bzw. Osen sind jeweils in den Verbindungsabschnitten 5a und 5a' ausgebildet. so 
dass die erwiinschten aulien angeschlossenen metallischen Passungen an den 
Verbindungsabschnitten angebracht werden kOnnen. 

G) Neuntes AusfQhrungsbeispiel; Fig, 16 

Ein transparenter Schutz-Plastikfilm 9 wird Qber einer Klebeschicht 8 lamlniert. und 
die gesamten Endfiachen eines Heizerpaneels werden mit einer Harzschlcht 32 
bedeckt. die eine Antikorrosions- oder organische Schutzschicht enthait. Das 
Heizerpaneel hat denselben guten Antlkorrosionseffekt wie Immer. seibst wenn die 
Harzschlcht 32, die das Antikorrosipnsmittel enthait. durch ein transparentes Schutz- 
Plastikelement 7 ohne Antikorrosionsmittel ersetzt wird. wie es zuvor unter 
Venwendung der Fig. 1 bis 1 1 beschrieben ist. 

(k)Zehntes AusfQhrungsbeispiel; Fig. 17 

Die Elektroden 5 und 5' bestehen jeweils aus leitenden Harzschichten 5b und 5b' und 
Plattierungsschichten 5c und 5c'. Ein transparenter Schutz-Plastikfilm 9 wird auch 
Qber eine Klebeschicht 8 an der unteren Oberflache eines transparenten Substrats 2 
lamlniert. .wo eine transparente leitende Schicht 3 nicht auszubilden Ist. Eine 
Harzschlcht 32. die ein Antikorrosionsmittel enthait. kann durch ein transparentes 
Schutz-Plastikelement 7 ohne Antikorrosionsmittel ersetzt werden. 



(I) Elftes Ausfuhrungsbeispiel; Fig, 18 



Endflachen der Elektroden 5 und 5* sind einer Antikorrosionsbehandlung unterzogen. 
Das bedeutet, dass sie mit einer Antikorrosionskomponentenschicht 31 bedeckt sind. 
Die gesamten Endflachen eines* Heizerpaneels sind mit einer Harzschicht 32 
bedeckt, die ein Antikorrosionsmittel enthalt. Die Harzschicht 32, die das 
Antikorrosionsmittel enthalt, kann durch ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 
ohne Antikorrosionsnnittel ersetzt werden, 

Bevcrzugte transparente Heizerpaneele der voriiegenden Erfindung mit einer 
Struktur, wie sie in den Fig. 1 bis 18 dargestellt ist, sind insbesondere bezQgllch einer 
Umgebungs-Strapazierfahigkeit und einer Leistungsfahigkeit als transparentes 
Heizerpaneel und bezuglich der Zuverlassigkeit merklich verbessert. 

Bevorzugte typische IVlaterialien fur Telle, die ein transparentes Heizerpaneel der 
voriiegenden Erfindung bilden. werden beschrieben werden. 

Ein transparentes Substrat 2 ist ein Substrat. dessen LichtdurchlSssigkeit allgemein 
60 % Oder darQber ist, und vorzugsweise 70 % Oder dariiber, und bevorzugter 80 % 
Oder darQber, und zwar in einem Bereich sichtbaren Lichts mit einer Wellenlange von 
400 nm bis 800 nm, Glasplatten und transparente Plastikfilme kdnnen als das 
transparente Substrat verwendet werden. Die DurchlSssigkeit bzw. 
Transmissionsfahigkeit der Plastikfilme ubersteigt 95 % nicht. solange keine 
Antireflexionsbehandlung, wie beispielsweise eine Antireflexionsbeschichtung. 
ausgefuhrt wird. Plastikfilme und -schichten werden vorzugsweise unter dem 
Gesichtspunkt der Dicke. der Flexibilitat. eines Stofiwiderstands Oder einer 
kontinuierlichen Herstellbarkelt bevorzugt verwendet. Bevorzugte Plastikfilme und 
-bogen bzw. -schichten bestehen aus Polyestern, wie beispielsweise 
Polyethylenterephthalat und Polyethylennaphthalat Oder Homopolymeren Oder 
Copolymeren aus Polyamid, Pplyether, Polysulfon, Polyethersulfon, Polycarbonat, 
Polyarylat. Polyetherimid, POiyetheretherketon, Polyimid, Aramid, Poly(Paraban- 
Saure) Oder Polymere der Reihe Norbornen. Ein Plastikfilm oder -bogen, auf 
welchem eine feuchtigkeitsfeste Schicht oder eine Gasbegrenzungsschicht auf einer 
Oberflache oder auf beiden Oberflachen ausgebildet ist, kann auch als . das 
transparente Substrat verwendet werden. Dieselben Materialien, auf welche 



nachfolgend bezQglich transparenter Schutz-Plastikelemente 7 Bezug genommen 
wird. konnen auch geeigneterweise als die feuchtigkeitsfeste Schicht oder die 
Gasbegrenzungsschicht verwendet werden. 

Eine Unterbeschichtung kann auf der Oberfiache eines transparenten Substrats 2 
ausgebildet werden. urn ein Heizerpaneel bezOglich der Haftfahigkeit des 
transparenten Substrats 2 an einer transparenten leitenden Schicht 3 zu verbessem 
Querverbindbare bzw. vemetzbare Harze oder querverbindbare bzw. vernetzbare 
Harze. die an Ankermittel befestlgt sind. sind als Unterbeschlchtungen bevorzugt 
Acrylepoxyharze. Adrylsiliconharze. Epoxyharze. Acrylhaize. Phenoxyether 
vernetzbare Harze. Melamin-Harze. Phenol-Harze. Urethan-Harze und UV- 
einstellende Acrylate werden bevorzugt als die vernetzbaren Harze veiwendet 
Wasserlosbare Polyurethanharze. wasserlSsbare Polyamldhane. hydrophile 
Polyesterharze. amorphes Polyethylenterephthalat (A-PET), Ethylen-Vinyl-Acetat- 
Emulsionen und Acryl- oder Methacryl-Emulslonen werden bevorzugt als die 
Verankerungsmittel verwendet. Irgendeine der Unterbeschlchtungen die ein 
Heizerpaneel bezOgllch der Anhaftbarkelt eInes transparenten Substrats 2 an einer 
transparenten leitenden Schicht 3 verbessem kann. kann ven«/endet werden. Die 
Dicke der Unterbeschichtung 1st nonnalenvelse Im Bereich von 1 bis 100 pm 
bevorzugt 10 bis 50 um. EIne Schicht einer Substanz. die aus Irgendelnem von 
anorganischen Materiallen besteht. wie belsplelsweise Slllzlumoxld und 
Magnesiumfluorid, und aus organlschen Materiallen. wie belsplelsweise Fluorin 
enthaltende Harze und Acrylharze. und die einen Brechungsindex hat. der kleiner als 
1.6 ist. kann auf dem transparenten Substrat 2 als Antlreflexlonsschlcht mit einer 
Dicke- von 0,1 nm bis 200 pm ausgebildet werden. 

DQnne Halbleiterschlchten. metalllsche dOnne Schlchten und Laminate aus 
metalllschen dOnnen Schlchten und transparente dQnne Schlchten kfinnen als die 
transparente leitende Schicht 3 angewendet werden. Die Laminate kOnnen 
Mehrfachschichten sein. Laminate, die aus einer transparenten dQnnen Schicht und 
einer metallischen dunnen Schicht bestehen. mit wenigstens einem Mittel das aus 
der Gruppe ausgewahit Ist. die aus Silber und Kupfer besteht. werden als 
Hauptkomponente besonders bevorzugt. 

DQnne Halbleiterschlchten. die die transparente leitende Schicht 3 bilden bestehen 
aus Indiumoxid. Zlnnoxid. ITO (Indiumzlnnoxld) oder IZO (Indiumzlnkoxid). Die Dicke : 



der dunnen Schichten ist allgemein im Bereich von 10 bis 1.000 niti, und bevorzugt 
von 20 bis 600 nm. 

Transparente dunne Schichten, die die transparente leitende Schicht 3 bilden, sind 
bevorzugt einzelne Schichten oder Laminate mit wenigstens zwei Schichten, die aus 
irgendeinem Material aufgebaut sind, das aus der Gruppe ausgewShlt ist, die aus 
Metalloxiden, Metallnitriden, IVIetalloxidnitriden, Metallhydronitriden und 
Metallcarbiden besteht. 

Metallische dunne Schichten, die die transparente leitende Schicht 3 bilden, weisen 
vorzugsweise eine erste metallische dunne Schicht (A) und eine zvveite metallische 
diinne Schicht (B) auf. die jeweils uber transparenten Substraten in der Reihenfolge 
von AB, BAB oder BA sind; 

wobei die erste metallische dunne Schicht (A) aus der Gruppe ausgewahit ist, die 
besteht aus: 

(1) entweder einem Lamina oder einem Laminat, das wenigstens ein Metall 
aufwelst, das aus der Gruppe (a1) ausgewahit ist. die aus Silber und Kupfer 
besteht; 

(2) entweder einem Lamina oder einem Laminat, das eine Legieruhg aus 
wenigstens einem Metall aufweist, das aus der Gruppe (a1) ausgewShlt Ist, 
und wenigstens einem Metall, das aus der Gruppe (a2) ausgewahit ist, die aus 
Palladium. Kupfer. Platin und Gold besteht; und 

(3) entweder einem Lamina oder einem Laminat. das aus einer Mischung yon 
wenigstens einem Metall besteht, das aus der Gruppe (a1 ) ausgewahit ist, und 
wenigstens einem Metall, das aus der Gruppe (a2) ausgewahit ist. 

wobei die zweite metallische dunne Schicht (B) aus der Gruppe ausgewahit 
ist, die besteht aus: 

(4) entweder einem Lamina oder einem Laminat, das wenigstiens ein Metall 
aufweist, das aus der Gruppe (b1) ausgewShlt ist. die aus Kupfer, Nickel, Zinn, 
Indium. Titan. Palladium, Aluminium, Chrom, Silizium, Wolfram, Vanadium, 
Zink, Tantal..Gold. Platin und Kobalt besteht; 

(5) entweder einem Lamina oder einem Laminat, das aus einer Legierung aus 
wenigstens einem . Metall aufweist, das aus der Gruppe (b1) ausgewahit ist; 
und 

(6) entweder einem Lamina oder einem Laminat aus einer Mischung, die aus 



wenigstens einen Metall besteht. das aus der Gruppe (b1 ) ausgewahit ist. 



Die transparente ieitende Schicht 3 Ist nicht auf die oben angegebenen Beispiele 
beschrankt. Ein Metall. wie beispielsweise Silber. Gold. Kupfer. Aluminium. Nickel 
Oder Chrom wird als metallische dunne Schicht verwendet. die die transparente 
Ieitende Schicht 3 bildet. Silber. Gold und Kupfer sind bevorzugt. Insbesondere 
werden (1) eine metallische dunne Schicht mit einem Metall. das aus der Gruppe 
ausgewahit 1st. die aus Silber und Kupfer Oder einer Legierung davon besteht. und 
(2) eIn Laminat mil einer Sandwichstruktur. die aus einer metalllschen du'nnen 
Schicht (a) besteht. die ein einziges Metall aufwelst. das aus der Gruppe ausgewShlt 
ist. die aus Silber und Kupfer oder einer Legierung davon besteht. und einer 
transparenten dunnen Schicht (b). die eine Verblndung bzw. Zusammensetzung 
aufweist. die aus der Gruppe ausgewahit ist. die aus Nitriden besteht, wIe 
beispielsweise Siliziumnitrid. metalllschen Oxiden. wie beispielsweise Indlumoxid und 
Titanoxid. metalllschen Carbiden. wie beispielsweise Siliziumcarbid. und 
Insbesondere eine transparente dOnne Schicht mit einem hohen Brechungslndex. 
bevorzugt als die transparente Ieitende Schicht 3 verwendet. Ein Laminat aus einer 
metalllschen dunnen Schicht und einer transparenten dunnen Schicht und ein 
Laminat. dessen metallische dOnne Schicht in Sandwichbauweise zwischen den 
transparenten dOnnen Schichten angeordnet ist. sind unter dem Geslchtspunkt der 
Transparenz oder Leitfahigkeit bevorzugt. Ein Laminat, das aus einer transparenten 
dunnen Schicht besteht. die wenigstens eines enthalt, das aus der Gruppe 
ausgewahit ist. die aus Nitriden. Oxiden und Karbiden besteht, und aus einer im~ 
wesentlichen transparenten metalllschen dunnen Schicht. ist jeweils besonders 
bevorzugt. Eine transparente dunne Schicht aus einer Mehrfachschichtenstruktur und 
eine metallische dunne Schicht aus einer IVIehrfachschichtenstruktur sind auch 
nQtzllch. 

Metallische dQnne Schichten fur die transparente Ieitende Schicht 3 mit einer 
transparenten dunnen Schicht und einer metalllschen dunnen Schicht in Kombinatlon 
enthalten eine einzelne Schicht und ein Laminat. das wenigstens eine Substanz 
enthait, die aus der Gruppe ausgewahit ist, die aus Silber, einer Legierung, die Silber 
enthait, und einer Mischung die Silber enthSit, besteht. Der Siibergehalt einer 
Legierung oder einer Mischung. die Silber enthalt. ist allgemein 5 Gew.-% oder 
darOber. und vorzugsweise 30 Gew.-% oder daruber. und bevorzugter 50 Gew.-% 
Oder darOber. und am melsten bevorzugt 70 Gew.-% oder darOber. Der Kupfergehalt 



einer Legieruhg oder einer Mischung, die Kupfer enthalt, ist allgemein 5 Gew.-% oder 
daruber, vorzugsweise 30 Gew.r% oder dariiber. und bevorzugter 50 Gew.-% oder 
darOber und am meisten bevorzugt 70 Gew.-% oder daruber. Allgemein ubersteigen 
diese Gehalte 99,9 Gew.-% nicht. Der Silber-Kupfer-Gelialt einer Leglerung oder 
einer Mischung, die Silber und Kupfer enthSIt, ist allgemein 5 Gew.-% oder daruber, 
bevorzugt 30 Gew.-% oder darOber, bevorzugter 50 Gew.-% oder darOber und am 
meisten bevorzugt 70 Gew.-% oder darOber. Allgemein ubersteigt der Gehalt 99.9 
Gew.-% nicht. 

Metalle. wie beispielsweise Gold, Kupfer, Palladium. Platin und Wolfiram, Titan, 
Kobalt, Chrom, Nickel, Zinn, Indium, IT (Indium-Zinn). Silizium untl Zink sind als 
Metalle fur eine Legierung oder eine Mischung bevorzugt. die Silber enthalt. lind 
zwar unter einem Gesichtspunkt eines Verhinderns, dass sich die Heizerpaneele 
verschlechtern. Der Gehalt von Metallen in einer transparenten leitenden Schicht 
eines Heizerpaneels ist dann ausreichend, wenn verhindert wird, dass sich das 
HiBizerpaneel verschlechtert. Der Metallgehalt ist allgemein von 2 bis 60 Gew.-%, 
vorzugsweise von 5 bis 50 Gew.-%, und bevorzugter von 8 bis 30 Gew.-%. 

Die Dicke von metallischen dunnen Schichten ist im wesentlichen von 1 bis 500 nm, 
bevorzugt von 5 bis 50 nm und bevorzugter von 1 0 bis 30 nm. 

Zum Zwecke eine Verbessems eines Heizerpaneels bezuglich einer Anhaftbarkeit 
einer dunnen Silberschicht oder einer metallischen dunnen Schicht. die Silber 
enthalt. an einer transparenten dunnen Schicht wird eine metallische dOnne Schicht, 
die ein Metall enthalt, das ein anderes als Silber ist, auf wenigstens einer Oberflache 
Giner dunnen Silberschicht oder einer dunnen Schicht, die Silber als 
Hauptkomponente (5 Gew,-% oder darOber von Silber) enthalt. laminiert. um eine 
hier verwendete metallische dOnne Schicht zu bilden. Ein einzelnes Metall, das aus 
der Gruppe ausgewahit ist. die aus Nickel, Chrom, Titan. Goldi Kupfer. Platin. 
Wolfram, MolybdSn. Iridium. Blei. Zinn, Indium. Zink, Palladium, Kobalt, Silizium, 
Aluminium. Germanium, Mangan. Gallium. Tantal, Vanadium. Zirkohlum, Barium und 
Niobium besteht, oder aus einer Legierung oder einer Mischung, die wenigstens 
eines enthSIt, das aus der bben angegebenen Gruppe ausgewShlt ist, sind als ein 
Metall bevorzugt, das ein anderes als Silber ist, welches eine metallische diinne 
Schicht bezuglich einer Anhaftbarkeit an einer transparenten dunnen Schicht 
verbessert. Die Dicke von metallischen dQnnen Schichten, die ein Metall enthalten. 



das ein anderes als Silber ist. ist allgemein von 0.1 bis 50 nm, bevorzugt von 0.3 bis 
30 nm und bevorzugter von 0,5 bis 10 nm und am meisten bevorzugt von 0,5 bis 5 
nm. 

Dielektrische Materialien mit hohem Brechungsindex sind als transparente dunne 
Schichten; bevorzugt, die die transparente leitende dOnne Scfiicht 3 bilden. Die 
dielektrischen Materialien mit hohem Brechungsindex enthalten dunne 
Nitridschichten. dunne Oxidschichten und dOnne Karbidschichte.n. Bevorzugte 
Materialien, die dOnne Nitridschichten bilden, enthalten Nitride, wie beispielsweise 
Siliziumnitrid, Alurniniumnitrid, Indiumnitrid. Gal|iumnitrid, Zinnnitrid. Bornitrid, 
Chromnltrid und Siliziumcarbidnitrid. Oxynitride, wie beispielsweise Slllzium- 
Oxynitrid. Zinn-Oxynitrid. Bor-Oxynitrld, Aluminium-Oxynitrid, Indium-Oxynltrid. 
Galliumn-Oxynitrid. Chrom-Oxynitrid und Siliziumcarbid-Oxynitrid, Hydronitride, wie 
beispielsweise Aluminium-Hydronitrid. Indium-Hydronitrid, Gallium-Hydronitrid. 
Silizium-Hydronitrid, Zinn-Hydronltrid. Bor-Hydronitrid, Chrom-Hydronitrid und 
Siliziumcarbid-Hydronitrid. 

Es kSnnen jeweils Nitride, Oxynitride und Hydronitride venrt^endet werden. Es werden 
transparente dOnne Schichten mit hohem Brechungsindex bevorzugt, die aus 
Nitriden, Oxynltriden Oder Hydronitriden bestehen. die einen Brechungsindex von 
allgemein 1,6 Oder darOber. bevorzugt 1.8 Oder daruber und bevorzugter 2,0 Oder 
dariiber haben. Allgemein ubersteigt der Brechungsindex 3,0 nich't. Die 
Lichttransmission bzw. -durchiassigkeit ist allgemein 50 % oder darQber. bevorzugt 
70 % Oder daruber und bevorzugter 80 % oder darQber. Allgemein Oberstelgt. die 
LIchtdurchiassigkeit 98 % nicht. 

Die Hauptkomponenten, die andere als Metalle in den Oxynltriden sind. sind 
Sauerstoff und Nitrogen bzw. Stickstoff. Wenn Stickstoff In den Oxynitriden 
vorhanden ist. ist es allgemein ausreichend. Der Stickstoff- bzw. Nitrogengehalt ist 
allgemein 0,1 Atom-% oder daruber. bevorzugt 30 Atom-% Oder daruber und 
bevorzugter 50 Atom-% oder daruber. und zwar basierend auf der Summe von 
Sauerstoff- und Stickstoffgehalten, und die obere Grenze Ist 99,9 Atom-%. Der 
Stickstoffgehalt der Komponente. die eine andere als Metalle in den Hydronitriden ist. 
ist allgemein 50 Atom-% oder daruber und bevorzugt 80 Atom-% oder daruber. Die 
DIcke der Nitridschichten ist allgemein von 0,3 bis 100 nm, bevorzugt von 1 bis 100 
nm, bevorzugter 5 bis 50 nm und am meisten bevorzugt von 10 bis 30 nm. 



Materialien fur dunne Oxidschlchten, die die transparente ieitende Schicht 3 bilden, 
enthalten Indiumoxid, Zinnoxid, Indiumzinnoxid (ITO), Indiumzlnkoxld (IZO), 
Aluminiumoxid, Germaniumoxid, Siliziumoxid, Zinkoxid. Zirkoniumoxld, Titanoxid, 
Yttriumoxid, Erbiumoxid, Ceriumoxid, Tantaloxid und Hafniumoxid. Oxide kSnnen 
jewells allgemein verwendet werden. Transparente dunne Schichten mit hohem 
Brechungsindex, die aus Oxiden bestehen, und die allgemein einen Brechungsindex 
von 1,6 Oder daruber, bevorzugt 1,8 Oder darOber und bevorzugter 2.0 Oder darOber 
haben, sind bevorzugt. Die Lichttransnilsslon ist allgemein 50 % oder daruber, 
bevorzugt 70 % oder daruber und bevorzugter 80 % oder darOber. Allgemein 
Obersteigt die Lichttransmisslon 98 % nicht. Die Dicke von wenigsteris einer Schicht, 
die die dunnen Oxidschichten bildet, ist allgemein von 5 bis 600 nm, bevorzugt von 
60 bis 100 nm und bevorzugter von 20 bis 80 nm. 

Jede Schicht kann in der Form einer Mischung ausgebildet sein, die 
Wechselkomponenten zwischen Schichten enthalt, die eine transparente Ieitende 
Schicht bilden, oder zwischen einer transparenten leitenden Schicht und einem 
transparenten Substrat. Wenn eine neue transparente Ieitende Schicht auf 
existierende Nitrid- und Oxid-Schlchten ausgebildet wird, kann ein Tell oder ein 
groBer Teil von ihnen jeweils In Oxid- und Nitridschlchten geSndert werden. 

Wohlbekannte Verfahren, wie beisplelsweise ein SprQhverfahren. ein 
Beschichtungsverfahren und ein physikalisches Ablagerungsverfahren, kdnnen als 
Verfahren zum Ausbilden metallischer dOnner Schichten und transparenter 
Schichten, die die transparenten leitenden Schichten 3 auf dem transparenten 
Substrat 2 bilden, verwendet werden. Das physikalische Ablagerungsverfahren wird 
zum Ausbilden dunner Schichten von Metallen unter einem reduzierten Druck oder 
unter Vakuum ven^^endet, und es enthalt ein Vakuumablagerungsverfahren, ein 
Sputterverfahren, ein lonenplattlerungsverfahren. ein lonenstrahlunterstiitzungs- 
Ablagerungsverfahren, ein lonenclusterstrahlverfahren, ein Molekularstrahlepltaxle- 
(l\/IBE-)Verfahren, ein chemisches Dampfablagerungs-(CVD-)Verfahren, ein MOCVD- 
Verfahren und ein Plasma-CVD-Verfahren. 

In allgemeinen Flussigkristallen 1st die Temperaturabhangigkeit ihrer Bewegungen 
relativ klein. Wenn die Temperaturverteilung in der OberflSche eines transparenten 
Heizerpaneels im Bereich von etwa ± 2'C ist. ist ihre Bewegung einheitlich. 



Beispielsweise 1st in Flussigkristallen mit Ferroelektrlzltat die TemperaturabhSngigkeit 
ihrer Bewegungen groli und ist die Einheitlichkeit der Temperatur von etwa ± rc 
erwunscht. Beim Installieren eines solchen transparenten Heizerpaneels in einer 
Flussigkristallanzeige gibt es eine Temperaturverringerung bei den perlpheren 
Endteilen des transparenten Heizerpaneels aufgrund der Warmestrahiung von den 
peripheren Endteilen davon. 2um iosen eines solchen Problems kann eine 
Musterung auf der Oberflache eines transparenten Heizerpaneels ausgefuhrt 
werden, um einen Tell seiner exothermen Schicht zu entfernen. urn Telle 
auszubilden. die kelne HItze erzeugen. und die Temperaturverteilung des 
Heizerpaneels einheitllch zu machen. Die herkommliche Atztechnologie kann als 
Verfahren zum Entfernen eines Tells einer transparenten leitenden Schicht Oder von 
Teilen. die fOr die Erzeugung von Warme unnetig sind. verwendet werden. 

Wenn Schutzschichten normalerwelse eine Lichttransimlssion bzw. -durchlSsslgkelt 
von 50 % Oder daruber, bevorzugt 70 % oder dariiber und bevorzugter 80 % Oder 
darober bei einer Wellenlange von 550 nm haben und gegenOber einer 
Plattierungsbehandlung sicher bzw. fest sind. konnen alle von Ihnen als die 
transparente Schutzschlcht 6 ven/vendet werden. Materialien der transparenten 
Schutzschicht 6 enthalten beispielsweise wohlbekannte UV-Einstell-Fotolacktinten 
ElektronenstrahhElnstell-Fotolacktlnten. Thermoeinstell-Fotolacktinten UV-Einstell^ 
Harze. Elektronenstrahl-Elnstell-Harze. . Schlchten. die durch Beschlchten und 
Ausheilen von Thermoelnstell-Harzen ausgebildet sind. und trockene Fllme. DarOber 
hinaus konnen transparente Schichten mit einem wasserfesten und chemischen 
Widerstand als die transparente Schutzschicht 6 verwendet werden. Transparente 
Beschichtungsmaterialien. Thermo-Einstell-Monomere oder Oligomere konnen zum 
Ausbilden der transparenten Schutzschicht 6 verwendet werden. Plastikfilme wie 
beispielsweise Polyesterfllme. die mit einem Klebemittel beschichtet sind oder 
selbstklebende Filme. wIe beispielsweise Ethylen-Vinyl-Acetat-Copolymer-Filme 
kSnnen zum Ausbilden der Schicht 6 laminlert werden. Schlchten. die durch Mischen 
Oder Laminieren dieser Schlchten oder Filme ausgebildet sind. kOnnen auch 
verwendet werden. 

UV-Einsteil-Harze. die fur die transparente Schutzschicht 6 venA^endet werden 
enthalten Epoxy-Acrylat. Urethan-Acrylat. POIyester-Acrylat. multfunktionelles 
Acrylat. Polyether-Acrylat. Silicon-Acrylat, Polybutadien-Acrylat. ungesSttigtes 
Polyester-Styren. Polyen-Thlol, Polystyryl-Methacrylat und UV-Einstell-Lacke. 



Elektronenstrahl-Einstell-Harze enthalten Epoxy-Acrylat, Urethan-Acrylat Polyester- 
Acrylat, multfunktioneiles Acrylat, Polyether-Acrylat, Silicon-Acrylat, Polybutadien- 
Acrylat, ungesattigtes Polyester-Sty ren, Polyen-Thiol, Polystyryl-Methacrylat und UV- 
Einstell-Lacke. ' 

Thermoeinstell-Harze enthalten Epoxyharze, Xylenharze, Guanaminharze, Diallyl- 
Phthalat-Harze, Polyurethan, Vinyl-Ester-Harze, ungesattigtes Polyester, Polyimid. 
Melamln-Harze, maleische Harze, Urea-Harze und Acryl-Harze. 

FIbrinderivat-beschichtende Materialien, wie beisplelsweise Cellulase-Nltrid-Lacke, 
Acryllacke und Acetyl-Cellulose-Lacke, eine Alkyd-Harz-Beschichtung, eine 
Aminoalkyd-Harz-Beschlchtung, eine Guanamin-Harz-Beschlchtung. eine 
Vinylchlorid-Harz-Beschichtung. eine Butyral-Harz-Beschichtung, eine Stytren- 
Butadien-Harz-Beschiclitung, eine Thermoeinstell-Acryl-Harz-Beschichtung, eine 
Epoxy-Harz-Beschichtung, eine ungesattigte Polyesterbeschichtug, eine 
Polyurethan-Harz-Beschichtung und eine Silicon-Harz-Beschichtung sind als 
Beschichtungsmaterialien bevorzugt. 

Die Dicke der transparenten Schutzschicht 6 ist allgemein von 1 bis 50 pm. 
bevorzugt von 6 bis 50 pm und bevdrzugter von 10 bis 30 pm. Die transparente 
Schutzschicht 6 kann auf der Oberfiache eines transparenten Substrats 2 
ausgeblldet werden, wo keine transparente leitende Schlcht 3 auszubilden ist, urn ein 
Heizerpaneel bezOglich der Lichttransmisslon Oder eines Schutzes seines 
transparenten Substrats 2 zuverbessern. 

Verfahren zunn Ausbilden der transparenten Schutzschicht 6 enthalten wohibekannte 
Beschichtungs- und Laminierungsverfahren. Bevorzugte Verfahren enthalten 
Druckverfahren, wie beisplelsweise ein Siebdruckverfahren, und 
Beschichtungsverfahren, wie beisplelsweise ein Blockbeschichtungsyerfahren, ein 
Spruhbeschichtungsverfahren und ein Walzenbeschlchtungsverfahren. Die 
transparente Schutzschicht 6 schutzt auch die transparente leitende Schicht 3. Wenn 
die transparente Schutzschicht 6 ausgeblldet wird. bevor Elektroden 5 ausgeblldet 
werden, kann sie ihren Teil bei entscheidenden Positionen durchfOhren, die fQr die 
Ausbildung der Elektroden 5 reserviert sind, und kann die Vorbereitung eines 
transparenten Heizerpaneels bezuglich der Arbeitseffizienz besonders verbessern. 



Matenalien mit einer jeweillgen Leitfahigkeit kOnnen als Bektroden 5 verwendet 
werden. Bevorzugte Elektroden enthalten Elektrodenschlchten. die aus einem 
leitenden Harz allein. einem leitenden Harz und einer Metallfolie in Komblnation 
einem leitenden Harz und einer Plattierungsschicht in Komblnation und elne^ 
Plattierungsschlcht allein bestehen. 

efnerLl^H^^ TH"- ' ^^^^^^''^n "^it 

einer Le.tfah.gke.t alle.n. w.e beisplelsweise Polypyrol und Fasten, wie beisplelsweise 

e.ne Silberpaste. eine Kupferpaste und eine Silber-Kupfer-Paste. die durch MIschen 

eines Harzes m.t einem Metallpulver gebildet wird. wie belsptelsweise einem 

S berpulver oder einem Kupferpulver. Oder Carbon, wie beisplelsweise Carbonblack 

allern Oder ,n Komblnation. Metallfollen enthalten eine Kupferfolle und eine 

N,ckelfol.e. Plattierungsrnetallschlchten enthalten metalHsche Schlchten wie 

be,sp.elswelse eine Nickelschlcht und eine Kupferschicht. die Jewells durch das 

herkdmm Che Plattierungsverfahren ausgebildet werden k6nnen. Die Schlchten 

ve^n"/ ""^^"^ Laminats Oder einer gemlschten Schichi 

ve^endet werden. um die Elektroden 5 auszubilden. Leitende Harzschichten kCnnen 
n^-T ' Druckverfahrens ausgebildet werden. In einer 

Metanfolie kann e.ne Klebeschlcht an einer Oberfl.che der ly^etallfolie ausgebildet 
werden. so dass d.e Metallfolie an einer leitenden Harzschlcht anhaftet. und daruber 
hinaus kann eine weitere leitende Harzschicht an der Obeifl^che der Metallfolie 
ausgebildet werden. die nicht mIt einem Klebemlttel beschichtet 1st. 
r^rZr'T'"''" ""^"^ Verwendung eInes Nassprozesses 

ITT r • "^^'^P'^'^^^'^^ e'nes Elektroplattierungsverfahrens. eines 
elektrolosen Plattierungsverfahrens oder eInes direkten Plattierungsverfahrens. 

Die Elektroden 5 kOnnen eine derartlge Dicke haben. dass ein elektrischer Strom der 
ZufT- ^'"^ t^ansparente leitende Schlcht als exotherme Oberfiache 

funkt,on,eren kann. durch die Elektroden gefOhrt werden kann. Die Dicke ist 
angeme.n 0.1 pm oder darQber. bevorzugt von 0.5 bis 100 pm. bevorzugter von 1 bis 
ou pm und am meisten bevorzugt von 5 bis 20 pm. 

Wenn jede der Elektroden 5 unter Verwendung eines Plattierungsprozesses 
ausgebildet w,rd. kSnnen ihr Plattierungsmetall irgendeinen Teil der transparenten 
le.tenden Sch.cht 3 oder der Komponente der transparenten leitenden Schicht 3 



erreichen, urid das Plattierungsmetall kann in einem Zustand einer Mischung sein. 
Das bedeutet, dass dann, wenn die transparente leltende Schicht 3 eine 
Mehrfachschicht ist, das Plattierungsmetall wenigstens eines von einem metallischen 
Oxid und einem Nitrid erreichen kann, welches Komponenten der transparenten 
dunnen Schicht sind. oder waiter zu einer metallischen Schicht durchdringen kann, 
und zu wenigstens einem von einism metallischen Oxid und Nitrid, die Komponenten 
der transparenten dOnnen Schicht sind. unter der metallischen Schicht oder einem 
transparenten Substrat 2. Ein Plattierungsmetall und eine metallische Komponente 
von wenigstens einer Schicht. die aus der Gruppei ausgewShlt ist. die aus einer 
metallischen Oxidschicht, einer metallischen NItridschicht und einer metallischen 
Schicht besteht, konnen wenigstens teilweise in einem Zustand einer Mischung sein. 
Wenn ein elektrischer Strom von den Elektroden 5 zur transparenten leitenden 
Schicht 3 gefuhrt wird und die transparente leitende Schicht 3 als exotherme 
Oberflache wirkt, kann jeder Typ als einer zwischen den Elektroden 5 und der 
transparenten leitenden Schicht 3 ausgewShlt werden. 

Transparente Schutz-Plastikelemente 7 schQtzen wenigstens die Endfiachen der 
transparenten leitenden Schicht 3 vor Kontaminierungen, um eine Korrosion der 
transparenten leitenden Schicht zu verhindern. Transparente Schutz- 
Plastikelemente, die so funktlonleren, kfinnen frei verwendet werden. Transparente 
Schutz-Plastikelemente 7, die die Elektroden 5 und die transparente Schutzschicht 6 
zusStzlich zum oben angegebenen Schutz mechanisch und chemisch schQtzen 
kQnnen, sind bevorzugt. Plastikelemente. die allgemein eine Lichttransmission von 
60 % Oder darOber, bevorzugt 70 % oder darGber und bevorzugter 80 % oder 
darOber bei einer Wellenlange von 550 nm haben, werden als die transparenten 
Schutz-Plastikelemente 7 verwendet. Die transparenten Schutz-Plastikelemente 
kSnnen durch Laminieren desselben Typs eines Plastikfilms wie ein transparentes 
Substrat 2 mit einem Klebemittel oder einem druckempfindlichen Klebemittel 
ausgebildet werden. und zwar unter Verwenduhg desselben Typs von 
Plastikelement. wie die transparente Schutzschicht 6, oder durch Beschichten mit 
organischen Materialien, wie beispielsweise Polyester, Polyplefin und Acrylharz und 
einem Sillcon-Hartbeschichtungsmlttel. Silicasolen, die ahnlich funktlonleren, kOnnen 
anstelle der organischen Materialien venvendet werden. 

Das transparente Schutz-Plastikelement 7 kann durch AushSrten eines Materials in 
einem Zustand einer Flussigkeit oder durch Laminieren von Elementen in der Form 



eines Films bder einer Schlcht bzw. eines Bogens ausgebildet werden 
Beispielsweise wird es uber einem Teil der EndflSchen eines transparenten 
Heizerpaneels oder den gesamten EndHSchen davon einschlieftlich wenigstens der 
Endflachen einer transparenten leitenden Schicht 3 unter Vemendung eines 
fitissigen Harzes allein oder eines flussigen Harzes. das durch IVIischen mit einem 
LOsungsmittel ausgebildet 1st. ausgebildet. Ein Prozess zum Vorberelten desselben 
besteht aus einer Operation eines Beschichtens. eines Spruhens oder eines 
Eintauchens und einer Aushartoperation unter einem Zustand eines Heizens eines 
Trocknens oder einer UV-Bestrahlung. Als weiteres Beispiel ist es ein bevoriugtes 
Verfahren. ein transparentes Plastikelement mit oder ohne Klebemittel unter 
Zustanden eines Heizens und eines DrOckens zu venvenden. urn ein transparentes 
Plastikelement auszubilden. Ein Film oder ein Bogen bzw. eine Schicht aus einer 
einzelnen Schicht oder einer Mehrfachschicht. der aus einem Material besteht das 
wenigstens einen Typ eines Materials enthait, das aus der Gruppe ausgewShlt ist. 
die aus denselben Materialien wie die zuvor dargestellten Materialien fOr das 
transparente Substrat 2 und die transparente Schutzschicht 6 besteht. wird 
geelgnetenveise verwendet. Transparente organische Materialien. die aus der 
Gruppe ausgewahit werden, die aus Materialien zum Abdichten eines UV-Einstell- 
FIQssigkristalls besteht. wie beispielsweise aus modifizlertem Acrylat aus 
Abdichtmaterialien fflr ein Themioeinstell-FIQssigkrlstall. wie beispielsweise ein 
Epoxy-Abdichtmaterial. und aus Abdichtmaterialien fOr eIne UV-Einstellung 
kombinlert mit einer Thermoeinstellung. die aus Mischungen davon bestehen' 
Dichtungsmateriallen aus Epoxyharzen. Urethanharzen. Phenolharzen.' 
Siliconharzen. Siliconepoxyharzen oder DPA-Epoxyharzen; Dichtungsmaterialien 
zum Aufbauen. resultlerend aus Polysulfid. Acryl. Acrylurethan. Butylgummi oder 
SBR; Beschichtungs- oder Abdichtungsmaterialien fur eine Randbeschichtung die 
dazu veoA^endet wird. zu verhindem. dass Spiegel bei ihren peripheren Teilen einer 
Korrosion unterzogen werden; Acryj-Ester-Harze. wie beispielsweise 
POIymethylmethacrylat; Acrylharze. wie beispielsweise Polyacrylonitril und 
Polymethacrylonitril; Polyolefin-Harze. wie beispielsweise Polyethylen und 
Polypropylen: Siliconharze. wie beispielsweise Polymere. resultlerend aus Ethyl- 
Silicat; Polyesterharze; Melaminharze; Fluorcarbon-Harze; und phenolische Harze 
kQnnen als das transparente Schutz-Plastikelement 7 angewendet werden. Mehrere 
Typen von Harzen oder Materialien, die aus den oben angegebenen 
Zusammensetzungen ausgewahit sind. konnen zur Anwendung gemSfi dem Objekt 
frei gemischt oder laminiert werden. Transparente Plastikelemente. die mit 



Antikorrosionsmittein gemischt oder beschichtet sind, -wie es nachfolgend 
beschrieben ist, konnen als das transparente Schutz-Plastikelement 7 verwendet 
werden. 

Die Dicke eines Teils des triansparenten Schutz-Plastikelements 7 mit dem Teil, der 
wenigstens die EndflSchen der transparenten leitenden Schicht 3 bedeckt, ist 
allgemein von 0,5 bis 200 pm, bevorzugt von 1 bis 50 pm und bevorzugter von 5 bis 
30 pm. Wenn das transparente Schutz-Plastikelement 7 in der Form eines Films oder 
einer Schicht bzw. eines Bogen ist und uber der transparenten Schutzschicht 6 und 
den Elektroden 5 und 5' lamiriiert Ist, wie es In Fig. 2 gezeigt ist, ist die Dicke des 
laminierenden Teils allgemein von 1 bis 200 pm, bevorzugt von 2 bis 100 pm und 
bevorzugter von 5 bis 50 pm. Wenn ein weiterer transparenter Schutz-Plastikfilm 9 
uber dem transparenten Schutz-Plastikfilm 7 laminiert Ist, wie es in Fig. 5 gezeigt ist, 
ist die Dicke des transparenten Schutz-Plastikfilms 9 allgemein von 1 pm bis 2 mm. 
bevorzugt von 5 bis 500 pm, bevorzugter von 10 bis 200 pm und am bevorzugtesten 
von 50 bis 150 pm. Dieselben Materialieh wie das transparente Schutz- 
* Plastikelement 7 konnen als der transparente Schutz-Plastikfilm 9 angewendet 
werden. ; . • 

Plastikfllme, deren feuchtigkeitsfeste oder Grenzgrenzschlcht uber einer oder belden 
Oberflachen von ihnen selbst ausgebildet ist, konnen als das transparente Schutz- 
Plastikelement 7 venA/endet werden. Die feuchtigkeitsfesten oder Gasgrenzschichten 
sind einzelne Schichten oder Mehrschichtlaminate, die aus dunnen Schichten 
bestehen, die wenigstens eine Zusammensetzung aufweisen, die aus der Gruppe 
ausgewahit ist, die aus metallischen Oxiden, metallischen Nitriden, metallischen 
Oxynitriden, metallischen Hydronitriden, metallischen Carbiden und transparenten 
Polymeren besteht, die als transparente dunne Schichten dargestellt sind, die die 
transparente leitende Schicht 3 bilden. Die Mehrschichtlaminate konnen unter 
Verwendung desselben Typs von einzelnen Schichten in Kombination ausgebildet 
sein. 

Illustrative metallische Oxide, , die die feuchtigkeitsfesten oder 
Gasbegrenzungsschichten bilden. sind Siliziumoxidschichten. die durch die . 
Zerlegung von Polysiliazanen oder die chemische Plasmaablagerung beim 
Vorhandensein von Sauerstoff von Silanderivaten, wie beispielsweise 
Tetramethyldlsiloxan und Hexaethyldisiloxan. ausgebildet sind. Metallische Oxide, die 



durch andere Materialien oder Verfahren ausgebildet sind, konnen verwendet 
werden, insowelt sie dieselben Funktionen haben. Die Dicke der metallischen 
Oxidschichten, der metallischen Nitridschichten, der metallischen Oxynitridschichten, 
der metallischen Hydronitridschichten und der metallischen Carbidschichiten 1st 
jeweils allgemein von 0.3 bis 500 nm. bevorzugt von 1 bis 100 nm, bevorzugter von 5 
bis 80 nm und am bevorzugtesten von 5 bis 60 nm. 

Illustrative transparente Polymere. die die feuchtigkeitsfesten oder 
Gasbegrenzungsschichten bllden, enthalten UV-einstellende Harze, Elektronenstrahl 
einstellende Harze und thermoeinstellende Harze. Insbesondere ist wenigstens ein 
Harz. das aus der Gruppe ausgewShlt ist. die aus Urethanharzen. Epoxyharzen. 
Acrylharzen. Acrylesterharzen, Phenoxyether-vemetzbaren Harzen, Melamlnharzen. 
Phenolharzen, Sillconharzen, Xylenharzen, Guanamlnharzen, Diallylphthalatharzen, 
Vinyl-Ester-Harzen, Polyimid, maleischen Harzen, ungesattigten Polyesterharzen 
und Alkydharzen und Copolymeren oder Mischungen davon besteht, bevorzugt. 

Die UV-elnstellenden Harze, die Elektronenstrahl einstellenden Harze und die 
thermoeinstellenden Harze werden detallliert erklSrt werden, wie es folgt. 

Epoxy-Acrylat, Urethan-Acrylat, Polyester-Acrylat, multlfunktionelles Acrylat, 
Polyether-Acrylat, Silicon-Acrylat, Polybutadien-Acrylat, ungesatligtes Polyester- 
Styren. Polyen-Thiol, Polystyryl-Methacrylat und UV-Elnstell-Lacke und Copolymere 
Oder Mischungen davon werden geeigneterweise als die UV-einstellenden Harze 
verwendet. Epoxy-Acrylat, Urethan-Acrylat, Polyester-Acrylat, multifunktionelles 
Acrylat, Polyether-Acrylat, Silicon-Acrylat, Polybutadien-Acrylat, unges§ttigtes 
Polyester-Styren, Polyen-Thiol. Polystyryl-Methacrylat und UV-Einstell-Lacke und 
Copolymere oder Mischungen davon werden geeigneterweise als die 
Elektronenstrahl einstellenden Harze venvendet. Epoxyharze, Xylenharze. 
Guanamlnharze, Diallylphthalatharze, Polyurethan, Vinylester-Harze, ungesSttigtes 
Polyester. Polyimid. Melamin-Harze, maleische Harze. Urea-Harze. Acryl-Harze. 
Silicon-Harze. und Alkyd-Harze und Copolymere oder Mischungen davon werden 
geeigneterweise als die thermoeinstellenden Harze verwendet. 

Polyolefine. wie beispielsweise Polypropylen. Potyethylen und Ethylen-Propylen- 
Copolymere, Polyester, Polyamide. ein lonomer, Polyvinylacetat. Ethylen-Vinyl- 
Acetat^Copolymere. Acrylharze, wie beispielsweise Acrylat und Methacrylat, 



Polyvinylacetai; phenolische Harze und modifizierte Epoxyharze und Copolymere 
Oder Mischungen davon konnen verwendat werden, um die transparenten Polymere 
bezOglich der feuchtigkeitsfesten Eigensehaft zu verbessern. Mischungen. die aus 
thermoeinstellenden Harzen und UV-einstellenden Harzen bestehen, konnen als das 
eihstellende Harz verwendet werden, und Mischungen mit unterschiedlichen Typen 
von Harzen kSnnen verwendet werden. 

Polymere, Gaspermeabilitats-Widerstandsharze, die 60 Mol-% Oder dariiber von 
wenigstens einer Komponente enthalten, die aus der Gruppe ausgewShlt ist, die aus 
einer Acrylonitril-Komponente. einer Vinyl-Alkohol-Komponente, einer Vinyi-Butyral- 
Komporiente, einer Cellulose-Komponente, einer Aramid-KonniDonente, einer 
halogenierten Vinyl-Komponente und einer halogenierten Vinyliden-Komponente 
Oder Mischungen davon besteht, konnen verwendet werden, um die transparenten 
Polymere bezuglich der Gasbegrenzungseigenschaft zu verbessern. Illustrative 
Polymere der Arylonitril-Komponente enthalten Polyacrylonitril und Acrylonitril- 
Butadien-Copolymere. Illustrative Polymere der Vinyl-Alkohol-Komponente enthalten 
Polyvinylalkohohl. Illustrative Polymere der Vinyl-Butyral-Komponente enthalten 
POIyvinylbutyral und Mischungen aus Polyvinylbutyral- und Epoxyharzen. Illustrative 
Polymere der halogenierten Vinyliden-Komponente enthalten Polyvinylidenchlorid 
(PVDC), PVDC-VC-Polymere, PVDC-Acrylonitril-Copolymere, PVOC-Acrylat- 
Copolymere. Multicopolymere, die mehrere Typen von Monomeren enthalten, die mit 
Vinyliden-Chlorid und Polytetrafluorethylen (PTFE) copolymerisierbar sind. Illustrative 
Polymere der halogenierten Vinyl-Komponenten enthalten Trifluoromonochlorethylen. 

Ankerbeschichtungsschichten konnen auf dem transparenten Substrat 2 ausgebildet 
werden. bevor das transparente Substrat 2 mit gasdurchlassigen Widerstandsharzen 
beschichtet wird, um die . transparenten Polymere bezuglich der 
Gasbegrenzungseigenschaft zu verbessern. Bevorzugte 

Ankerbeschichtungsmaterialien fur die transparenten Polymere enthalten wenigstens 
ein Harz, das aus der Gruppe ausgewShlt ist, die aus Polyurethan, Polyamid, 
Polyethylenimin. amorphem Polymer, hydrophilem Polyester, 
lonenpolymerkomplexen und Alkyl-Tltanat-Harzen und Copolymeren Oder 
Mischungen davon besteht. 

Die Dicke der Ankerbeschichtungsschichten, der einstellenden Harzschichten, der 
gasdurchlassigen Widerstandsharzschichten und der . thermoplastischen 



Harzschichten ist allgemein von 0.5 bis 200 pm, bevorzugt von 1 bis 50 pm und 
bevorzugter von 5 bis 30 \ivn. 

Wohlbel<annte transparente druckempfindliche Klebemittel und transparente 
Klebemittel konnen venwendet warden, wenn Plastikfilme Oder -bOgen bzw. 
-schichten als das transparente Scliutz-Plastikelement 7 venA/endet werden. 
Bevorzugte Klebemittel enthalten Acryl-Druck-Klebemittel und Cyanoarcyl-reaktive 
Klebemittel. Wenn ein transparenter Schutz-Plastikfilm mit einem Klebemittel als der 
transparente Schutz-Plastikfilm verwendet wird und mit dem transparenten Substrat 
2 mit einer beabsichtlgten Kraft verbunden werden kann, ist ein jeweiliger Typ 
verfugbar. Wenn das Klebemittel opak ist. kann es be! Positionen verwendet werden. 
die andere als exotherme Teile sind. Die Klebemittel werden naclifotgend 
beschrieben werden. 

Druckempfindliche Klebemittel: 
Acryltyp 

Klebemittel vom LOsungsmitteltyp: 

Vinylacetat-Harze. Chloropren-Gummi. Nitril-Gumml, Cellulose- oder 
Mehrfachliquld-Mischtyp: 

Klebemittel vom Emulsionstyp: 

a-Olefin, einstellendes Vinylacetatharz, Vinylacetatharz. Vinylacetatarcyl. Acryl- 
Copolymer. Vinylurethan. Epoxy, Vinyliden-Chlorid, Vinylchlorid. nichtw§ssrige 
Emulsion, Pulveremulsion Oder Synthetikgummi-Latextyp 

Klebemittel vom chemischen Reaktionstyp: 

Cyandacrylat. Epoxy oder Polyurethan-Harztyp 

Klebemittel vom heiB schmelzenden Typ: 
EVA, Polyamid oder Polyestertyp 

Klebemittel. die aus Ureaharzen, Melaminharzen, Phenolharzen, Resorcinolharzen. 
a-Olefin-Harzen, Epoxyharzen, Polyurethan. Acrylharzen, Methacrylharzen oder 
Derivat-Harzen und Copolymeren davon resultieren, konnen venvendet werden. UV- 
einstellende Klebemittel, Eiektronenstrahl einstellende Klebemittel und 



. thermoeinstellende Klebemittel konnen verwendet werden. 



In einigen Fallen konnen Kopplungsmittel, wie beispielsweise Silan-Kopplungsmittel, • 

auf das transparente Substrat 2 und das transparente Schutz-Plastikelement 7 * 

aufgetragen werden, urn die Haftkraft zwischen ihnen zu verbessern. Illustrative ■ 
Silan-Kopplungsmittel enthalten Vinyltrichlorosilan, Vinylethoxysilan. Vinyl-Tri-(p- 

methoxyethoxy)silan, y-Methacryloxypropyltrlmethoxysilan, P-(3.4- ; 

Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilan, Y-Glycidoxypropyltrimethoxysilan, y- ! 

Aminopropyltriethoxysilan, N-p-(Ai7iinoethyl)-Y-aminoproyItrimethoxysilan, N- ! 

(Dimethoxymethylsilylpropyl)ethylendiamin und N-(Trimethoxysilylpropyl)-ethylen- \ 

diamin. - ! 

. • s 

I 

Wenn eine Antikorrosionsbehandlung mit Antikorroslonsmittein ausgefuhrt wird. wie ; 

es zuvor gemali den Fig. 14 bis 18 beschrieben 1st, enthalten die Antikorrosionsmittel i 

dasfolgende. ) 

(1) Wenigstens eine effektive Komponente, die aus der Gruppe ausgewahit ist, ; 
die aus Benzotriazol, Indazolen, Imidazolen und Derivaten davon besteht; \ 

(2) wenigstens eine effektive Komponente, die aus der Gruppe ausgewShlt ist, die ' 
Amindsauren, Estern von AminosSuren, Alkallmetallsalzen von AminosSuren, \ 
Ammoniak und Salzen von Aminen besteht; 

(3) eine effektive Komponente, die aus der Gruppe ausgewShlt Ist, die aus • 
IVlerkaptan und Derivaten von IVIerkaptan, die In enger Beziehung zu ; 
IVIerkaptan sind, besteht; 

(4) eine effektive Komponente, die aus irgendeiner von ! 
Kupferchelatzusammensetzungen besteht; . ^ 

(5) eine Mischung. die aus. wenigstens zwei effektivea Komponenten (1) bis (4) : 
besteht; und 

(6) eine Mischung. die wenigstens ejne der effektiven Komponenten (1) bis (4) ; 
und eine dritte Komponente aufweist. . ' 

Wenn Kupfer als das IVIaterial der Elektroden verwendet wird, ist insbesondere die ■ 

Verwendung von Aminosauren allein. Benzotriazolen allein oder Aminosauren und / 
Benzotriazolen in Kombination effektiv beim Verhindern, dass die Elektroden an ihren 
Endfiachen korrodieren. 



Benzotriazolen, die fur eine Antikorrosionsbehandlung verwendet werden, enthalten 
1 .2.3-Ben2otriazol und seine Derivate. Die Derivate enthalten 2-alkylatierte 
Benzotriazole, wie beispielsweise 2-Methylbenzotriazol. 2-Phenylbenzotriazol, 5,6- 
Methylbenzotriazol, 5-Benzotriazol-carboxylsaure, halogeniertes Benzotriazol, 
Hydroxbenzotriazol, Dodecybenzotriazol, Carboxybenzotriazol, Ester von 
Carboxybenzotriazol, wie beispielsweise Ester oder losbare Saize mit einer Methyl-, 
Ethyl-, Isopropyl-, Butyl-, Hexyl-, Octyl- Oder Dodecyl-Gruppe. 

Indazole, die fur eine Korrpsionsbehandlung verwendet werden, enthalten 4- 
Chioroindazol, 4-Nitroindazol, 4-Chloro-5-nitrlolnda20l, 5-Nitro-3-methylinda2ol, 4,6- 
Dinitro-5,7-dinriethylindazol und 5,7-Dlnjtro-6-nriethynndazol. 

Imidazole, die fiir eine Korrosionsbehandlung verwendet werden, enthalten 
alkylatierte Innidazole. wie beispielsweise 2-Octylimidazol, 2-Undecylimidazol und 2- 
Heptandecylimidazol; und Imidazol. Nitroimidazol. Oxyimidazol, Benzoimidazol, N- 
Acetylimidazol und N-Benzoylimidazol. 

Aminosauren, die zur Antikorrosionsbehandlung verwendet werden, enthalten 
neutrale Aminosauren, basische Aminosauren, saure AminosSuren, Schwefel 
enthaltende AnriinosSure, aromatische Aminosauren und Ring-Aminosauren mit 
unterschledlichen Verblndungen, die einer Reaktion mit Kupfer oder Metallen der 
Kupfergruppe unterzogen werden konnen, um Komplexe zu bilden, Bevorzugte 
Beispiele von Aminosauren enthalten Glycin. Alanin, Valin, Leucin, Isoleucin, Serin, 
Arginin, Glutamin, glutamische Saure, aspatische Saure, Cystein. Methionin, 
Phenylalanin, Histidin. Oxyprolin und Hydroxy-Protein und Ester davon. 
Insbesondere sind Aminosauren, die mehr hydrophil sind, bevorzugt, Bevorzugte 
Alkoholkomponenten der Ester haben eine Karbonzahl von 8 oder weniger. 
Gesattigte oder ungesattigte Hydrokarbon-Gruppen kSnnen ausgewahit werden und 
enthalten Methyl, Ethyl, Propyl, Benzyl. Amyl und Octyl. 

Merkaptane, die zur Antikorrosionsbehandlung verwendet werden, enthalten 
Molekule, die von Merkaptan abgeleitet sind und in enger Beziehung zu Merkaptan 
sind, wie beispielsweise Disulfide und Thiolester. Beispielsweise enthalten sie 
merkaptoacetische Saure, 3-Merkaptopropionische Saure, 1-Merkaptoundecylsaure, 
Thiophenol, Phenyldisulfid, N-(2-Hydroxymethyl)merkaptoacetoamid, 2,2- 
Dimerkaptodiethylether, 2.2'-Dimerkaptodiethylthioether. 1,2-Ethandithiol.3- 



MerkaptoprojDyltrimethoxysilan. Glycobis(3-Merkaptopropionat), 
Trimethylolpropantris(3-Merkaptopropionat) und Glykoldimerkaptoacetat. 

Kupferchelatzusammensetzungen. die zur Antikorrosionsbehandlung verwendet 
werden. sind hauptsachlich organische Kupferchelatzusammensetzungen und 
enthalten Kupfer-Acetylacetat, Kupfer-Trifluoracetylacetat, Kupfer-Ethylendlamin, 
Kupfer-Phthaocyanin, Hemocyanin, Kupfer-Ethylendiamintetraacetat, Kupfer- 
Dimethyldithiokarbamat und Kupfer-Hydroxychinolln. Kupfersaize aus organischen 
S3uren, wie beispielsweise Kupferzitrat, Kupfertartrat, Kupferlactat und Kupferacetat, 
konnen gleichermalien verwendet werden. 

Wenn eine organische Schutzschicht 32, die ein Antikorrosionsmittel enthalt, uber 
wenigstens den Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 zum Zwecke einer 
Antikorroslon gebildet wird (Fig. 16 und andere), kOnnen dieselben Materialien wie 
die zuvor dargestellten Materialien fur das transparente Schutz-Plastikelement 7 
geeigneterwelse als organische Zusammensetzungen der organischen Schutzschicht 
32 verwendet werden. Dieselben Materialien wie die zuvor dargestellten Materialien 
fur das transparente Substrat 2 und die transparente Schutzschicht 6 konnen 
geeigneterwelse fQr den Zweck verwendet werden. Wenn Harzschichten, 
Beschichtungsmaterialien Oder Abdichtmaterialien als die organische Schutzschicht 
32 veriA^endet wird, die das Antikorrosionsmittel enthalt, ist die Dicke davon nicht 
besonders beschrankt, sondern ist allgemein von 1 bis 1.000 M^n. bevorzugt von 5 
bis 500 |jm und bevorzugter von 10 bis 200 pm. 

Wenn ein Klebemlttelschicht, die ein Antikorrosionsmittel enthalt, auf wenigstens den 
Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 zum Zwecke einer Antikorrosion 
ausgebildet wird, enthalt das Klebemittel die oben angegebenen Klebemittel, die zum 
Verbinden des transparenten Schutz-Plastikelements 7 mit dem transparenten 
Substrat 2 verwendet werden. 

Wenn die Endflachen . der transparenten leitenden Schicht 3 mit einem 
Antikorrosionsmittel behandelt werden, um eIne Antikorrosions-Komponentenschicht 
31 auszubilden (Fig, 14 und andere), kSnnen wohlbekannte Verfahren frei verwendet 
werden, um die effektive Komponente hinzuzufugen. Die Verfahren enthalten ein 
Beschichtungsverfahren bei welchem Antikorrosionsmittel, die in geeigneten 
Losungsmitteln losbar sind, wie beispielsweise in Benzotriazolen. Indazolen, 



Amidazolen, Aitiinosauren. Merkaptanen und Kupferchelaten. auf wenigstens einem 
Teil der Endflachen von Iransparenten Heizerpaneelen Oder den gesamten 
Endfiachen davon einschliefilich wenigstens der Endflachen der transparenten 
leitenden Schicht 3 aufgetragen werden, ein Spruhverfahren, bei welchem 
Antikorrosionsmittel mit einer Spruhkanone aufgespruht werden, und ein 
Eintauchverfahren, bei welchem die Endflachen der transparenten Heizerpaneele in 
seiche Losungsmittel eingetaucht werden. 

Bei Zusammensetzungen, deren Antikorroslonsmittelkomponenten elne 
Sublimierungselgenschaft haben, wenn die Endflachen eines transparenten 
Heizerpaneels den Zusammensetzungen ausgesetzt werden, die auf elne geeignete 
Temperatur erhitzt sind, urn eine Behandlung durchzufuhren. kann das Ziel der 
vorliegenden Erfindung erreicht werden. Der Zustand, bei welchem die 
Anitkorrosionsmittelkomponente in Kontakt mit den Endflachen davon ist oder in die 
transparente leitende Schicht 3 eindringt, wird Einschluss genannt Als Ergebnis 
konnen die Ziele der vorliegenden Erfindung in ausreichendeni Mali erreicht werden. 

Jede Antikorrosionsmittelkomponente wird mit eIner Harzkomponente mit oder ohne 
Losungsmittel gemischt. um eine organische Schutzschicht 32 zu bilden, die ein 
Antikorrosionsmittel enthait. Ein Verfahren zum Vorbereiten desselben besteht aus 
eIner Operation einer Beschichtung, eines Spruhens oder eines Eintauchens und 
einer Hartungsoperation unter einem heizendem, einem trocknendem oder einem 
UV-Bestrahlungs-Zustand. Sonst kann ein Polymerfilm oder ein -bogen bzw. eine 
-schicht mit einer Klebemittelschicht, die eine Antikorrosionsmittelkomponente 
enthait, auf wenigstens einen Teil der Endflachen eines transparenten Heizerpaneels 
Oder die gesamten Endflachen davon. einschlieUlich wenigstens der Endflachen der 
transparenten leitenden Schicht 3. aufgetragen werden. um die resultierende 
Klebemittelschicht zu bilden, die die Antikorrosionsmittelkomponente enthait, und 
zwar bei dem Zustand, bei welchem die Klebemittelschicht in Kontakt mit den 
Endflachen davon ist. 

Die Konzentration der Antikorrosionsmittelkomponente ist bevorzugt unter einem 
Gesichtspunkt einer Antikorrosionsfunktion so hoch wie moglich. Jedoch dann, wenn 
eine organische Schutzschicht oder eine Klebemittelschicht ein Antikorrosionsmittel 
enthait, ist die Konzentration des Antikorrosionsmittels basierend auf dem Festgehalt 
einschlieRlich einer Harzkomponente allgemein 20 Gew.-% oder darunter und 



vorzugsweise 10 Gew.-% oder darunter. Wenn die Endfiachen direkt mit einem 
Antikorrosionsmittel einer Antikorrosionsbehandlung unterzogen werden, das in 
einem Losungsmittel aufgelost ist. ist die Konzentration basierend auf der gesamten 
Losung allgemein 5 Gew.-% oder darunter und vorzugsweise 3 Gew.-% oder 
darunter. 

Bel der oben angegebenen Antikorrosionsbehandlung mit dem transparenten 
Schutz-Plastikelement 7 oder dem Antikorrosionsmittel werden die Endflachen 
einschlieBlich wenigstens der geschnittenen Endflachen der transparenten leitenden 
Schicht 3 behandelt. Wenn die transparente leitende Schicht 3 insbesondere eine 
metallische dOnne Schicht mit wenigstens entweder Sllber oder Kupfer als 
Hauptkomponente enthalt, Ist eIne Antikorrosionsbehandlung von wenigstens den 
Endflachen der metallischen dunnen Schicht bevorzugt. Die Endflachen des 
transparenten Heizerpaneels oder die peripheren Endflachen des transparenten 
Heizerpaneels die andere als die Endflachen der metallischen dunnen Schicht sind, 
konnen einer Antikorrosionsbehandlung unterzogen werden. Ein bevorzugtes 
AusfOhrungsbeispiel Ist eine Antikorrosionsbehandlung der Endflachen der 
Elektroden 5 und der transparenten Schutzschicht 6. Beispiele fur Teile, die unter 
den Endflachen des transparenten Heizerpaneels der vorllegenden Erflndung einer 
Korroslonsbehandlung unterzogen werden, enthalten (1) einen Tell der Endflachen 
einer transparenten leitenden Schicht 3, (2) die gesamten Endflachen einer 
transparenten leitenden Schicht 3, (3) eInen Teil der peripheren Endflachen eines 
transparenten Heizerpaneels, (4) die gesamten peripheren Endflachen des 
transparenten Heizerpaneels. (5) einen Teil der Endflachen einer transparenten 
leitenden Schicht 3 und einen Teil der peripheren Endflachen eines transparenten 
Heizerpaneels und (6) die gesamten Endflachen einer transparenten leitenden 
Schicht (3) und die gesamten peripheren Endflachen eines transparenten 
Heizerpaneels. 

Konkretere Beispiele fur Materlalien, die einer Antikorrosionsbehandlung unterzogen 
werden, enthalten (1) eine metallische dOnne Schicht, die eine transparente leitende 
Schicht 3 bildet. (2) ein Laminat, das aus einer transparenten dunnen Schicht und 
einer metallischen dunnen Schicht, die eine transparente leitende Schicht 3 bildet. 
besteht, (3) eine transparente dunne Schicht, eine metallische diinne Schicht und 
eine transparente dunne Schicht. die eine transparente leitende Schicht 3 bildet, (4) 
eine transparente Schutzschicht 6, eine transparente dunne Schicht, eine metallische 



dunne Schlcht und eine transparente dOnne Schlcht. die eine transparente leltende 
Schicht 3 bildet. und ein transparentes Substrat 2. (5) einen transparenten Schutz- 
Plastikfilm 9. eine Klebemittelschicht. eine transparente Schutzschicht 6 eine 
transparente dunne Schlcht. eine metallische dOnne Schlcht und eine transparente 
dunne Schlcht, die eine transparente leitende Schlcht 3 bildet. eIn transparentes 
Substrat 2. eine Klebemittelschicht und eine Trennelnhelt 11. Eine transparente 
leitende Schlcht 3. bei welcher mehrere metallische dOnne Schlchten und 
transparente dQnne Schlchten laminiert sind. kann einer Korrosionsbehandlung 
unterzogen werden. ... ^ 

Wenn eIn Metallstab 13 mit einer runden klelnen Offnung 14 an der^Elektrode 5 des 
transparenten Helzerpaneels 1 angebracht ist und eIn elektrischer Draht an den 
Metallstab zur Venvendung geietet wird. kann der Metallstab 13 irgendwo an der 
Elektrode 5 angebracht werden und vorzugsweise am Verblndungsabschnitt 5a der 
Elektrode 5 angebracht werden. Der Metallstab 13 kann nicht nur an der Elektrode 5 
des transparenten Helzerpaneels 1 angebracht werden. sondern auch am 
transparenten Substrat 2 an der der metallischen Elektrode gegenOberllegenden 
Seite. urn das transparente Heizerpaneel der vorllegenden Erfindung mIt der runden 
klemen Offnung 14 physikalisch zu fixieren und mit der Elektrode 5 elektrisch zu 
verbinden (Fig. 3 und andere). 

Der Metallstab 13 kann an belden OberflSchen angebracht seln. nSmllch den 
Oberflachen der Elektrode 5 des transparenten Helzerpaneels und des transparenten 
Substrats 2 auf der gegenOberliegenden Seite der Elektrode. urn eine elektrlsche 
Verbindung zur Elektrode 6 herzustellen. dem eine mechanlsche Stablllslerung des 
Metallstabs 13 folgt. Er kann an einer Klebemittelschicht Oder der Trenneinheit 11 
angebracht seln. urn eine elektrische Verblndung zur Elektrode 5 herzustellen 
Matenalien. die aus Teilen bestehen. die als die kleine dunne Offnung 14 und 
Metallstabe 13 In Kombination funktionieren. konnen ven^^endet werden Eine 
elektnsche Leistung kann mit Krokodllklemmen unter der Bedlngung zugefuhrt 
werden. dass kelne metallischen Passungen 13 zum Verbinden mit auBeren 
Eiektroden an den elektrischen Teilen angebracht sInd. 

Wenn das transparente Heizerpaneel mit einer Stiitzstruktur verbunden Ist. kann eine 
Klebemittelschicht an der OberflSche des transparenten Substrats 2 Oder des 
transparenten Schutz-Plastikelements 7 ausgebildet seln. Wenn das transparente 



Schutz-Plastikelement 7 nicht an der Hauptoberflache des transparenten 
Heizerpaneels ausgebildet ist, kann eine Klebemittelschicht an einem Teil Oder am 
Ganzen der Oberflachen der transparenten Schutzschicht 6 und der Elektroden 5 
ausgebildet sein. die optional ausgewahit werden. Wohlbekannte transparente 
druckempfindliche Klebemittel und Klebemittel kdnnen fiir die Klebemittelschicht 
verwiBndet werden. Bevorzugte Beispiele enthalten druckempfindliche Acryl- 
Klebemittel und reaktive Cyanoacryiat-Klebemittel. Das transparente Helzerpaneel 
kann mit dem Klebemittel direkt vor seiner Verwendung beschichtet werden und 
unter einem Druckzustand mit einer StQtzstruktur verbunden werden, wie 
beispielsweise einer FIQssigkristallanzeige, um das transparente Helzerpaneel selbst 
zu fixieren. Wenn eine Klebemittelschicht auf dem transparenten Helzerpaneel im 
Voraus ausgebildet wird, ist eine Trenneinheit 11 Oder ein Freigabebogen bevorzugt, 
um optional auf der Oberflache der Klebemittelschicht laminiert zu werden (Fig. 6 und 
andere), um zu verhindern, dass ein Objekt an der Oberflache der Klebemittelschicht 
beim Versenden und Halten des resultierenden Produkts anhaftet. Die Trenneinheit 
11 enthalt ein gemeinsames Freigabepapier, einen Polyethylenfilm, einen 
Polypropylenfilm Oder einen Polyesterfilm. Die Dicke der Trenneinheit fst allgemein 
von 1 bis 200 pm, bevorzugt von 2 bis 100 pm und bevorzugter von 5 bis 50 pm. 

Ein Verfahren zum Vorbereiten von korroslonsbestandfgen transparenten 
Heizerpaneelen der vorliegenden Erfindung wird beschrieben werden. Das Verfahren 
ist bezuglich eines Schritts einer Antikorrosionsbehandlung fur die Endflachen einer 
transparenten leitenden Schicht und der peripheren Endflachen eines transparenten 
Heizerpaneels charakteristisch, um das oben angegebene transparente 
Heizerpaneel der vorliegenden Erfindung vorzubereiten. Typische Beispiele fur den 
Vorbereitungsprozess sind wie folgt. 

Ein erstes Ausfuhrungsbeispiel ist ein Prozess zum Vorbereiten eines transparenten 
Heizerpaneels. der folgendes aufweist: 

(1) einen ersten Schritt zum Ausbilden einer transparenten Schutzschicht uber 
einem Teil einer transparenten leitenden Schicht, die auf^ einer ersten 
Oberflache eines transparenten Substrats ausgebildet wird und die als 
exotherme Oberflache funktioniert; 

(2) einen zweiten Schritt zum Ausbilden eines Fotolacks uber einem Teil der 
transparenten leitenden Schicht, die mit einem transparenten Schutz- 



Plastikelement zu bedecken ist; 

(3) einen dritten Schritt zum Ausbilden einer ersten Elektrode und einer zweiten 
Elektrode; 

(4) einen vierten Schritt zum Entfernen des Fotolacks; 

(5) einen funften Schritt zum Entfernen eines Oberflusses der transparenten 
leitenden Schlcht; 

(6) einen sechsten Schritt zum Bedecken jeder der Endfiachen der transparenten 
leitenden Schicht und jeder der peripheren Endfiachen des transparenten 
Heizerpaneels mit dem transparenten Schutz-Plastikelement; und 

(7) einen siebten Schritt zum Entfernen eines Oberflusses des transparenten 
Heizerpaneels. ^ 

Ein zweites AusfOhrungsbeispiel ist ein Prozess zum Vorberelten eines 
transparenten Heizerpaneels gemaB dem ersten AusfOhrungsbeispiel. der welterhin 
folgendes aufweisi: 

(1) einen ersten Schritt zum Vorbereiten eines transparenten Heizerpaneels im 
Voraus. das nicht mit einem transparenten Schutz-Plastikelement bedeckt ist; 

• und 

(2) einen zweiten Schritt zum Bedecken jeder der Endfiachen der transparenten 
leitenden Schicht. jeder der peripheren Endfiachen des transparenten 
Heizerpaneels und der ersten und der zweiten Oberflache des transparenten 
Heizerpaneels mit einem transparenten Schutz-Plastlkelement. 

Geeignete Ausfuhrungsbeispiele zum Vorbereiten von korrosionsbestandigen 
transparenten Heizerpaneelen der vorliegenden Erfindung werden . beschrieben 
werden. 

(1) Telle einer transparenten leitenden Schicht (3). die andere als Telle sind. die 
durch eine transparente Schutzschicht 6 und Elektroden 5 bedeckt sind. werden 
durch Atzen von der transparenten leitenden Schicht 3 entfemt. die auf einem 
transparenten Substrat 2 ausgebildet ist. urn einen ursprOnglichen Film eines 
transparenten Heizerpaneels zu erzeugen. Das transparente Heizerpaneel wird aus 
dem ursprOnglichen Film des transparenten Heizerpaneels gemaB den Verfahren 
von (1.1) bis (1 .6) erhalten. die nachfolgend beschrieben sind. 



(1.1) Ein transjDarentes Schutz-Plastikelement 7 wird auf der gesamten Oberflache 
der transparenten Schutzschicht 6 des ursprunglichen Films ausgebildet. Das 
transparente Substrat 2 wird be! einer Verbindung abgeschnitten, von welcher ein 
Teil der transparenten leitenden Schicht 3 entfernt ist und die durch das transparente 
Schutz-Plastikelement 7 bedeckt ist, um ein transparentes Zwischen-Heizerpaneel 
mit den Endfiachen der transparenten leitenden Schicht 3 und den perlpheren 
Endflachen des transparenten Heizerpaneels durch das transparente Schutz- 
Plastikelement 7 bedeckt zu erzeugen. Metallstabe 13. die mIt AuBenelektroden zu 
verbinden sind, werden auf den so erhaltenen Elektrodenteilen des transparenten 
Zwischen-Heizerpaneels mit dunnen kleinen Offnungen 14 angebracht, um das 
transparente Heizerpaneel zu erhalten. ^ 

(1.2) . Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 wird auf der Oberflache des 
ursprunglichen Films aufier den Teilen der Elektroden 5, die Verbindungsabschnitten 
entsprechen, die mit AuRenelektroden verbunden sind, ausgebildet Das 
transparente Substrat 2 wird auf dieselbe Weise wie auf die oben angegebene Weise 
(1.1) abgeschnitten, um ein transparentes Zwischen-Heizerpaneel zu erhalten. 
Metallstabe 13, die mit AuBenelektroden zu verbinden sind, werden mit kleinen 
dOnnen Offnungen 14 auf den so erhaltenen Elektrodenteilen des transpiarenten 
Heizerpaneels angebracht, die nicht durch das transparente Schutz-Plastikelement 7 
bedeckt sind, um das transparente Heizerpaneel zu erhalten. 

(1.3) Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 wird der transparenten leitenden 
Schicht 3 des ursprunglichen Films uberlagert und mit dem transparenten Substrat 2 
unter Heiz- und Druckbedingungen bzw. Zustanden in einem Teil des transparenten 
Substrats 2 verbunden, von welchem die transparente leitende Schicht 3 entfernt ist. 
Das transparente Substrat 2 wird bei einer Verbindung abgeschnitten, von welcher 
ein Teil der transparenten leitenden Schicht 3 entfernt ist und die durch das 
transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt ist, um ein transparentes Zwischen- 
Heizerpaneel mit wenigstens den Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 
und den peripheren Endflachen des transparenten Heizerpaneels durch das 
transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt zu erzeugen. Metallstabe 13, die mit 
Auflenelektroden zu verbinden sind. werden mit dunnen kleinen Offnungen 14 auf 
den so erhaltenen Elektrodenteilen des transparenten Zwischen-Heizerpaneels 
angebracht. die durch den transparenten Schutz-Plastikfilm bedeckt sind, um das 
transparente Heizerpaneel zu erhalten. 



(1.4) Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 mit einem Loch in einem Teil von 
ihm selbst, der einem Verbindungsabschnitt entspricht, der mit einer Auflenelektrode 
verbunden ist. und der uber einem Teil der Elektrode ist. wird der transparenten 
leitenden Schicht 3 des ursprunglichen Films bei dem Zustand Gberlagert, dass das 
Loch dem Teil der Elektrode Gberlagert ist. Es wird unter Heiz- und 
Druckbedingungen mit dem transparenten Substrat 2 bei einer Verbindung 
verbunden, von welcher ein Tell der transparenten leitenden Schicht 3 entfernt ist. 
Das transparente Substrat 2 wird vom ursprQnglichen Film auf dieselbe Weise wie 
auf die oben angegebene Weise (1.3) abgeschnitten. um ein transparentes 
Zwischen-Heizerpaneel mit wenigstens den EndflSchen der transparenten leitenden 
Schicht 3 und den peripheren EndflSchen des transparenten Heizerpaneels durch 
den transparenten Schutz-Plastikfilm 7 bedeckt zu erhalten. Metallstabe 13, die mit. 
AuRenelektroden zu verbinden sind, werden mit dOnnen kleinen Offnungen 14 an 
den so erhaltenen Elektrodenteilen des transparenten Heizerpaneels angebracht, die 
nicht durch das transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt sind, um das 
transparente Heizeipaneel zu erhalten. 

(1.5) Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 mit einer Klebemlttelschlcht Oder 
einer druckempfindllchen Klebemittelschicht wird der transparenten leitenden Schicht 
3 des ursprunglichen Films des transparenten Heizerpaneels Qberlagert. Das 
transparente Substrat 2 wird vom ursprunglichen Film auf dieselbe Weise wie auf die 
oben angegebene Weise (1.3) abgeschnitten, um ein transparentes Zwischen- 
Heizerpaneel mit wenigstens den EndflSchen der transparenten leitenden Schicht 3 
und den peripheren Endflachen des transparenten Heizerpaneels durch den 
transparenten Schutz-Plastikfilm 7 bedeckt zu erhalten. MetallstSbe 13, die mit 
Aulienetektroden zu verbinden sind. werden mit dOnnen kleinen Offnungen 14 an 
den so erhaltenen Elektrodenteilen des transparenten Zwischen-Heizerpaneels 
angebracht. die durch die Klebemittelschicht Oder die druckempfindliche 
Klebemittelschicht bedeckt sind. um das transparente Heizerpaneel zu erhalten. 

(1.6) Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 mit einer Klebemittelschicht Oder 
einer druckempfindllchen Klebemittelschicht mit einem Loch in einem Teil von ihm 
selbst, der einem Verbindungsabschnitt entspricht. der mit einer AufJenelektrode 
verbunden ist. und der uber einem Teil der Elektrode ist, wird der transparenten 
leitenden Schicht 3 des ursprunglichen Films uberlagert und wird mit derselben unter 



der Bedingung verbunden, dass das Loch dem Teil der Elektrode uberlagert 1st. Das 
transparente Substrat 2 wird vom ursprunglichen Film auf dieselbe Weise wie auf die 
oben angegebene Weise (1.3) abgeschnitten, urn ein transparentes Zwischen- 
Heizerpaneel mit wenigstens den Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 
und den peripheren Endflachen des transparenten Heizerpaneels durch den 
transparenten Schutz-Plastikfilm 7 bedeckt zu erhalten. MetallstSbe 13. die mit 
AuSenelektroden zu verblnden sind, werden mit dunnen kleinen Offnungen 14 an 
den so erhaltenen Elektrodenteilen des transparenten Zwischen-Heizerpaneels 
angebracht, die nicht durch den transparenten Schutz-Plastikfilm mit der 
Klebemitteischicht Oder der druckempfindlichen Klebemittelschicht bedeckt sind, um 
das transparente Heizerpaneel zu erhalten. Bin zweiter transp&renter Schutz- 
Plastikfilm ohne eine Klebemittelschicht kann auf wenigstens dem transparenten 
Schutz-Plastikfilm 7 laminiert werden, und ein drittes transparentes Schutz- 
Plastikelement 7 mit einer Klebemittelschicht kann laminiert werden. 

(2) Ein Oberfluss an Laminat mit einer exothermen Oberflache mit einer 
transparenten Schutzschicht 6 und Elektroden, die auf einer transparenten leitenden 
Schicht 3 ausgebildet sind. wird vom Laminat abgeschnitten, um einen 
ursprOnglichen Film der transparenten Heizerpaneele zu erzeugeh. Jedes 
transparente Heizerpaneel wird aus dem ursprunglichen Film gemaR irgendeinem 
der Verfahren von (2.1) bis (2.4) erhalten. die nachfolgehd beschrieben werden. 

(2.1) Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 wird der transparenten leitenden 
Schicht 3 des ursprunglichen Films uberlagert und ein weiteres transparentes 
Schutz-Plastikelement 7 wird der Oberflache uberlagert. die entgegengesetzt zur 
transparenten leitenden Schicht 3 ist. Die zwei transparenten Schutz-Plastikelemente 
werden unter Heiz- und Druckzustanden in Randteilen des ursprunglichen Films 
miteinander verbunden, um ein transparentes Zwischen-Heizerpaneel zu erzeugen. 
das durch das transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt ist Metallstabe 13 zum 
Verblnden mit AuRenelektroden werden mit runden kleinen Offnungen 14 auf den 
Elektrodenteilen des transparenten Zwischen-Heizerpaneels angebracht, die nicht 
durch das transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt sind, iim das transparente 
Heizerpaneel zu erzeugen. 

(2.2) Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 mit einem Loch in einem Teil von 
ihm selbst, der einem Verbindungsabschnitt entspricht, der mit einer Auftenelektrode 



verbunden ist. uhd tier uber einem Elektrodenteil 1st, wird der transparenten leltenden 
Schicht 3 des ursprunglichen Films in dem Zustand Qberiagert, dass das Loch dem 
Elektrodenteil Qberiagert ist. Ein weiteres transparentes Schutz-Plastikelement ohne 
Loch wird der Oberflache Qberiagert, die entgegengesetzt von der transparenten 
leitenden Schicht ist. Die zwei transparenten Schutz-Piastikelemente werden unter 
Heiz- uhd Druckbedingungen in Randteilen des ursprQngllchen Films mitelnander 
verbunden, urn ein transparentes Zwischen-Heizerpaneel zu erzeugen, das durch 
das transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt ist. MetallstSbe 13.zum Verbinden 
mit AuRenelektroden werden mit runden kleinen Offriungen 14 an den 
Elektrodenteilen des transparenten Zwischen-Heizerpaneels angebracht, die nicht 
durch das transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt sind. urn das transparente 
Heizerpaneel zu erzeugen. 

(2.3) Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 mit einer Klebemittelschicht 7 oder 
einer druckempfindlichen Klebemittelschicht wird der transparenten leitenden Schicht 

3 des ursprunglichen Films Qberiagert. Ein weiteres transparentes Schutz- : 
Plastikelement wird der Oberflache des ursprunglichen Films entgegengesetzt von 
der transparenten leitenden Schicht 3 Qberiagert. Die zwei transparenten Schutz- 
Plastikelemeritie werden unter einem Druckzustand in der gesamten Oberflache oder 
in Randteilen des ursprOnglichen Films mitelnander verbunden. um ein transparentes 
- Zwischen-Heizerpaneel zu erzeugen, das durch das transparente Schutz- ; 
Plastikelement 7 bedeckt ist. Ein drittes transparentes Schutz-Plastikelement 7 mit ; 
einer Klebemittelschicht oder einer druckempfindlichen Klebemittelschicht kann der i 
Oberflache des ursprQnglichen Films entgegengesetzt von del" transparenten 
leitenden Schicht 3 ubertagert werden. Metallstabe 13 zum Verbinden mit 
AuBenelektroden werden mit runden kleinen Ofl^nungen 14 an den Elektrodenteilen 
des transparenten Zwischen-Heizerpaneels angebracht. die nicht durch das 
transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt sind, um das transparente 
Heizerpaneel zu erzeugen. 

(2.4) Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 mit einer Klebemittelschicht oder 
einer druckempfindlichen Klebemittelschicht mit einem Loch in einem Tell von Ihm 
selbst, der einem Verbindungsabschnitt entspricht, der, mit einer AuBenelektrode 
verbunden Ist, und der Qber einem Elektrodenteil ist, wird der transparenten leitenden 
Schicht 3 des ursprunglichen Films Qberiagert. und ein weiteres transparentes 
Schutz-Plastikelement ohne Loch wird der Oberflache des ursprQnglichen Films 



entgegengesetzt von der transparenten leitenden Schicht 3 in dem Zustand 
uberlagert. dass das Loch dem Elektrodenteil Oberlagert ist; Die zwei transparenten 
Schutz-Plastil<elemente werden unter einem Druckzustand miteinander verbunden, 
um Bin transparentes Zwischen-Heizerpaneel zu erzeugen, das durch das 
transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt Ist. Ein transparenter Schutz- 
Plastikfilm mit einer Klebemittelschicht oder einer druckempfindlichen 
Klebemittelsclnicht kann auf der Oberfiache des ursprungiichen Films 
entgegengesetzt von der transparenten leitenden Schicht 3 lamlnlert werden. 
Metallstabe 13 zum Verbinden mit AuBenelektroden werdeh mit runden klelnen 
Offnungen 14 an den Elektrodenteilen des transparenten Zwischen-Heizerpaneels 
angebracht, die nicht durch das transparente Schutz-Plastikelement^7 bedeckt sind. 
um das transparente Heizerpaneel zu erzeugen. • ' 

Jedoch gibt es keine Begrenzung bezuglich des Vorbereitungsprozesses der 
vorliegenden Erfindung. Ein transparenter Schutz-Plastikfilm in der Form einer 
Tasche oder mit einer Klebemittelschicht kann als das Element 7 verwendet werden. 
Ein Verfahren zum Bedecken einer leuchtenden Oberfiache In Abhangigkeit von 
einer Elektrolumineszenz (EL) mit einem feuchtigkeitsbestSndigen Film zum Schutz 
kann ven^/endet werden. Verschiedene Typen von Verfahren. die unterschledlich von 
diesem Typ sind und bei welchen eine transparente leitende Schicht 3 mit einem 
transparenten Plastikfilm allein oder einem transparenten Plastlkfilm mit einer von 
Klebemittelschichten und druckempfindlichen Klebemittelschichten geschutzt wird. 
konnen venvendet werden. Daruber hinaus kann selbst dann. wenn ein zusStzlicher 
Teil der transparenten leitenden Schicht 3 nicht entfernt wird und im Laufe des 
Vorbereitungsprozesses der vorliegenden Erfindung zuruckbleibt. der zusatzliche Teil 
der transparenten leitenden Schicht zurtlckbleiben, wenn verhindert wird. dass die 
transparente leitende Schicht bei ihren EndflSchen und ihren peripheren Endflachen 
aufgrund einer hygroskopischen Feuchtigkeit einer Korrosion ausgesetzt wird. 

Ein bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines Prozesses zum Vorbereiten von 
korrosionsbestandigen transparenten Heizerpaneelen der vorliegenden Erfindung 
werden detailllert gemaii den . Fig. 19 bis 26 beschrieben werdep. 

Wie es in Fig. 19 gezeigt. wird eine transparente leitende Schicht 3 auf einer 
Oberfiache eines transparenten Substrats 2 ausgebildet. um ein transparentes 
leitendes Substrat herzustellen. Wie es in Fig. 20 gezeigt ist. werden transparente 



Schutzschichten 6 durch Drucken bei einem derartlgen Zustand ausgebildet dass 
jede transparente Schutzschicht ein Oberfiachenmuster Widen kann. das'einer 
exothermen Oberflache der transparenten leitenden Schicht 3 entspricht. Das 
Oberfiachenmuster, das der exothermen OberflSche entspricht. 1st ein Teil. bei 
welchem die transparente leitende Schicht 3 rwlschen Elektroden 5 und 5'' die 
entgegengesetzt voneinander sind und die gemaft einem folgenden Schritt 
ausgebildet sind. HItze erzeugt. Es enthait Teile mit Ausnahme von (1) einem Teil 
der for eine Verblndung des transparenten Substrats 2 mit einem gemaB einem 
folgenden Schritt ausgeblldeten transparenten Schutz-Plastikelement 7 reserviert ist 
(2) Teilen. die fOr die Ausbildung der Elektroden 5 und 5' gemSB einem folgenden 
Schntt reserviert sind. und (3) anderen Teilen. wie beispielsweise tiektrodentellen 
zum Plattieren. 

Wie es in Fig. 21 gezeigt ist. wird eine Schutzschicht 40 zum Plattieren mit einem 
erwunschten Muster durch Drucken auf der transparenten Schutzschicht 6 
ausgebildet. Das Muster der Schutzschicht 40 veranlasst, dass die Teile fOr die 
Elektroden 5 und 5'. die entgegengesetzt voneinander sind Und die gem§(i einem 
folgenden Schritt auszubilden sind. Offnungen sind. und bedeckt (1) einen Teil der 
fQr die Verblndung des transparenten Substrats (2) mit dem gemSd einem folgenden 
Schritt ausgeblldeten transparenten Schutz-Plastikelement 7 reserviert ist. (2) die 
obere Oberflache der transparenten Schutzschicht 6 und (3) andere Teile. die 
unnotig zum Plattieren sind. Wie es in Fig. 22 gezeigt ist. wird eine metallische 
Plattierungsschicht 41 durch Plattieren ausgebildet. Wie es in Fig. 23 gezeigt Ist, 
werden die zusatzlichen Teile der transparenten leitenden Schicht 3 Oder Telle der 
transparenten leitenden Schicht 3 mit Ausnahme der Teile. bei welchen die 
transparente Schutzschicht 6 und die Elektroden 5 ausgebildet sind. entfernt. 

Wie es in Fig. 24 gezeigt ist. wird ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 unter 
der Bedingung ausgebildet, dass die obere Oberflache der Elektroden 5 und die 
transparente Schutzschicht 6 und die EndflSchen der transparenten leitenden Schicht 
3 und der Elektroden 5 bedeckt sind. und wird das transparente Schutz- 
Plastikelement 7 mit der oberen Oberflache des transparenten Substrats 2 
verbunden. 

Wie es in Fig. 25 (in einer vergr6Iierten Ansicht) gezeigt ist. wird ein Losklopfen oder 
ein Schneiden fur jedes transparente Heizerpaneel ausgefiihrt. Das Losklopfen dient 



nicht nur zuni Ausschneiden in einer Verblndung des transparenten Schutz- 
Plastikelements 7 und eines Teils des transparenten Substrata 2. von welchem die 
transparente leitende Schicht 3 entfernt ist. sondern auch zum Ausbitden von 
Locliern 42 und 42' fiir runde kleine Offnungen 14 und 14'. Wis es in Fig. 26 gezeigt 
ist, werden auRen angeschtossene Metailstabe 13 und 13' an den Elektrodenteiien 
mit runden kleinen Offnungen 14 und 14' angebracht. Das transparente Heizerpaneel 
der vorliegenden Erfindung mit den EndflSchen der transparenten leitenden Schicht 3 
und der Elektroden 5, die einer Korrosionsbehandlung mit dem transparenten 
Schutz-Piastikelement 7 unterzogen sind. wird gemaU den oben angegebenen 
Verfahren erhalten. 

In einer transparenten leitenden Schicht mit irgendeinem Muster, wie es in Fig; 29 
und 30 beschrieben ist, wird auch ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 
ausgebildet, urn ein transparentes Heizerpaneel mit dem entsprechenden IVIuster zu 
erzeugen, und zwar gemSft denselben Prbzeduren wie in den Fig. 20 bis 26. 

DarOber hinaus kSnnen Passungen zum Verbinden, die in den Fig. 27 und 28 
beschrieben sind, als Ersatz fOr die runde kleine Offnung venvendet werden. Ein 
zweiter auSen angeschlossener Metallstab, wie er in Fig. 27 gezeigt ist. ist eine 
Passung, die zwei ..Platten hat. die entgegengesetzt voneihander sind. Ein 
Elektrodenteil wird zwischen den zwei Platten gehalten und dann werden sie durch 
mechanischen Druck allein. mechanischen Druck und ein Heizen In Kombinatlon 
Oder mechanischen Druck und ein Widerstandsschweifien in Kombination 
miteinander verbunden, urn den Metallstab am Elektrodenteil zu fixieren. Jede der 
Platten des Metallstabs kann ein Loch fiir eine Drahtlitze bzw. Litze haben. Wenn die 
Litze durch das Loch gefiihrt wird. kann die Litze durch L6ten am Metallstab fixiert 
werden. Ein dritter aulien angeschlossener Metallstab, wie er in Fig. 28 gezeigt ist, 
Ist eine Pass'ung gleich der Passung der Fig. 27. 

Die Schutzschicht bzw. der Fotolack 40 wird beim Vorbereitungsprozess der 
vorliegenden Erfindung venwendet, der oben angegeben ist. Wenn der Fotolack bzw. 
die Schutzschicht gewohnlich ist. gibt es keine BeschrSnkung bezQglich des Typs. 
Bevorzugte Typen von Schutzschichten bzw. Fotolacken enthalten eine Atz- 
Schutzschicht zum Abschalen mit Alkali oder zum Abschalen mit einer Losung, eine 
Plattierungs-Schutzschicht, eine H6hlen auffOllende Tinte. eine Lot-Schutzschicht 
und eine aktive -Schutzschicht. Typische Beispiele enthalten Fotolacke, wie 



beispielsweise negative Fotolacke. die auf Cyclokautschuk Oder PolycinnamicsSure 
basieren. und positive Fotolacke, die auf Phenol- Oder Cresoinovolackharzen 
basieren, thermoeinstellende Lotmlttellacke. resultierend aus beispielsweise 
Melaminharzen, Epoxyharzen und Imid-modifizierten Harzen, UV-elnstellende 
LOtiacke. die aus einer Radikal- oder einer Kation-Polymerisatlon resultieren, und 
einen Trockenfllm-Fotolack. Rantgenstrahl-Fotolacke. w'le beispielsweise positive 
Rontgenstrahl-Fotolacke. die auf Methacrylat-Copolymeren basieren, und negative 
Rdntgenstrahl-Fotoiacke, die auf Acrylat basieren, und Elektronenstrahl-Fotolacke, 
wie beispielsweise positive Elektronenstrahl-Fotolacke, die auf Methacrylat oder 
seinen Copolymeren basieren. und negative Elektronenstrahl-Fotolacke. die aus 
Fotolacken. Sillconharzen, Eppxy-Polymeren und Polyslloxan resciltlereh. kdnnen 
verwendet werden. . 

Die vorliegende Erfindung wird detailliert unter Bezugnahme auf Belspiele 
beschrieben werden. Der Schutzumfang der vorliegenden Erfindung sollte jedoch 
nicht auf diese Beispiele beschrSnkt seln. 

Belsplel 1 

Ein lamlnierte Schlcht, die Silber (10 nm) / Kupfer (1 nm) / Slllziumnltrid (30 nm) / 
Indiumoxid (60 nm) aufweist. wurde auf einem Polyethylen-Terephthalat-(PET-)Fllm 
mit einer Transmission von sichtbarem Licht von 89 % und einer DIcke von 100 pm 
unter Verwendung eines reaktiven DC-Magnetron-Sputterverfahrens ausgeblldet, um 
einen transparenten leitehden Film zu erhalten. Der so erhaltene transparente 
leitende Film hatte eine Transmission von sichtbarem Licht von 76 % und eine 
Oberflachenwiderstandsfahigkeit von 7 a/Q.(Erstes Zwischenprodukt). 

Auf die transparente leitende Schlcht mit Ausnahme eines Tells, der fur die 
Verblndung des transparenten Substrats mit einem transparenten Schutz- 
Plastikelement reserviert ist, von Teilen, die fOr die Ausblldung der Elektroden eines 
transparenten Heizerpaneels reserviert sind, und Elektrodentellen zum Plattleren 
wurde ein UV-einsteliendes transparentes Urethan-Acrylat (Mitsubishi Rayon Co., 
Marke; Diabeam UK-6074) aufgetragen und dann ausgehartet, um eine transparente 
Schutzschicht mit einer Dicke von 10 pm auszubilden (zweites Zwischenprodukt), 

Ein Fotolack wurde auf dem fur die Verbindung des transparenten Substrats mit dem 



transparenteh * Schutz-Plastikelement reservierten Teil ausgebildet. (drittes 
Zwischenprodukt) Ein Elektroplattierer wurde in einem Nickelsulfamat- 
Plattierungsbad bei pH 4,5 ausgefuhrt, urn Nickelschichten mit einer Dicke von 5 pm 
als Metallelektroden auszubilden (viertes Zwischenprodukt). Das vierte 
Zwischenprodukt wurde in eine wassrige Losung mit 1 % KOH eingetaucht, um den 
Fotolack zu entfernen, und wurde dann in eine wassrige Losung von 8 % HCI 
eingetaucht, um die zusatzlichen Teile zu entfernen (funftes Zwischenprodukt): Die 
Dimensionen der Elektroden waren folgende: die L§nge 125 mm und die Breite 4 mm 
und der Abstand zwischen den Elektroden war 90 mm. 

Eine transparente Urethan-Acrylat-Schicht (Diabeam UK-6074) mit iBiner Dicke von 
20 pm wurde auf Teilen mit Ausnahme von Teilen ausgebildet, die 
Verbindungsabschnitten entsprechen, die mit AuRenelektroden verbunden sind, um 
ein transparentes Schutz-Plastikelement auszubilden. Ein Schneiden wurde In eInem 
Teil ausgefuhrt. in welchem das transparente Substrat, dessen transparente leitende 
Schicht entfernt worden war, und das transparente Schutz-Plastikelement 
miteinander verbunden wurden. AuBen angeschlossene Metallstabe wurden mit 
runden kleinen Offnungen an Teilen angebracht, die Verbindungsabschnitten 
entsprachen, die mit AuBenelektroden verbunden sind, und wo kein transparentes 
Schutz-Plastlkelement ausgebildet wurde. Ein transparentes Heizerpaneel wurde bel 
einem derartigen Zustand erzeugt, dass das transparente Schutz-Plastikelement auf 
der exothermen Oberflache zusatzlich zu den Endflachen der. transparenten 
leitenden Schicht und den peripheren Endflachen ausgebildet wurde, wie es in den 
Fig. 1 bis 4 beschrieben ist. Eine druckempfindliche Klebemittelschicht mit einer 
Trenneinheit. einem Freigabebogen, wurde auf das transparente Substrat 
aufgetragen. um ein transparentes Heizerpaneel fertig zu stellen. Der Widerstand 
zwischen beiden Elektroden war 5 Q. Die Trenneinheit wurde vom transparenten 
Heizerpaneel geschalt. Das transparente Heizerpaneel wurde an eine Glasplatte 
verbunden und mit der Glasplatte In einem thermostatischen Tank bel -20**C 
angeordnet. Eine elektrische Leistung von 13 V wurde daran angelegt, und die 
OberflSchentemperatur des transparenten - Heizerpaneels erhShte sich In einer 
Minute auf + 2X. Es gab einen Temperaturanstieg von 22X.- 

Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige Losung mit 1 N HCI eingetaucht und es 
wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde darin bleibt, aber es gab keine Anderung 
bezQglich des SuBeren Erscheinungsbildes seiner Endflachen. Ein -Test bezuglich 



einer hohen Temperatur und einer hohen Feuchtlgkeit unter Bedlngungen von SS^'C x 
95 % wurde fur 2.000 Stunden ausgefuhrt, aber es gab keine Anderung bezuglich 
des aufJeren Erscheinungsbildes seiner Endflachen. Eine elektrische Leistung von 13 
V wurde zwischen die Elektroden angelegt. urn einen elektrischen Strom fur eine 
Minute hindurchzufOhren. Die Temperaturverteilung aufgrund der Erzeugung von • 
Hitze wurde mit einem Infrarotthermometer gepruft. (Japan Avionics Co,, Marke; 
Avio) (was hierin nachfolgend als thenmischer Test bezeichnet wird). WShrend des 
thermischen Tests fuhr das transparente Helzerpaneel damit fort^ Warme ohne 
Probleme zu erzeugen. 

Beisplel 2 

Eine laminierte Schicht, die Siliziumnitrid (50 nm)/Silber(10 nm)/Siliziumoxynitrid (60 
nm) aufweist. wurde auf einem PET-Film mit einer Transmission sichtbaren Lichts 
von 89 % und einer Dicke von 100 pm unter Verwendung eines reaktiven DC- 
Magnetron-Sputterverfahrens ausgebildet. urn einen transparenten leitenden Film 
(ein erstes Zwischenprodukt) zu erhalten. 

Auf die transparente leltende Schicht mit Ausnahme eines Teils, der fur die 
Verbindung des transparenten Substrats mit einem transparenten Schutz- 
Plastikelement reserviert ist, von Teilen, die fur die Ausbildung der Elektroden eines 
transparenten Heizerpaneels reserviert sind, und von Elektrodenteilen zum Plattleren 
wurde dasselbe UV-einstellende transparente Urethan-Acrylat, wie es beim Beisplel ; 
1 verwendet wurde, aufgetragen und dann ausgehartet, um eine transparente ' 
Schutzschicht mit einer Dicke von 1 0 pm (ein zweites Zwischenprodukt) auszubilden. ^ 

Ein Fotolack wurde auf dem Tell ausgebildet, der fur die Verbindung des , 
transparenten Substrats mit dem transparenten Schutz-Plastikelement reserviert ist 
(drittes Zwischenprodukt). Die Teile, die fQr die Ausbildung der Elektroden reserviert \ 
sind, wurde mit einer leitenden Paste, die KupferfGllungen (Phenolhai^binder) ^ 
enthait, beschichtet. und es wurde zugelasisen, dass sie fur 30 Minuten bei ISO^'C ^ 
bleibt, um eine leitende Schicht mit einer Dicke von 15 pm (einer ! 
Widerstandsfahigkeit von 6 x 10'^ Q . cm) auszubilden. Die leitende Schicht wurde 
mit einer HCI-Wasseriosung mit pH von 2 und dann mit Wasser gewaschen. 

Ein Elektroplattieren wurde in einem Alkanolsulfon-Saurebad bei pH 1 ausgefuhrt, 



um Weichlotschichten mit einer Dicke von 5 Mm, die aus einer Legierung aus Zinn - 

und Blei bestehen. als Metallelektroden auszubilden (viertes Zwischenprodukt). Das • 

vierte Zwischenprodukt wurde gemaB demselben Verfahren wie demjenigen beim : 

Beispiel 1 behandelt, um deh Fotolack zu entfemen. und wurde dann in eine ! 
wassrige Losung mit 8 % HGI eingetaucht. Die zusStzlichen Teile wurde 

abgeschnitten, um einen ursprOnglichen Film eines transparenten Heizerpaneels • 
fertigzustellen (funfles Zwischenprodukt). 

Ein PET-Film mit einer Dicke von 25 pm mit einer Klebemittelschicht mit einer Dicke ; 

von 8 pm aus Polyester wurde der exothermen Oberflache bel einem derartigen ' 

Zustand uberlagert. dass die exotherme Oberflache und die Kfebemittelschicht ' 
entgegengesetzt zueinander waren. Ein Gebiet, be! welchem ein Teil des PET-Films 

einem Teil des transparenten Substrats uberlagert wurde, dessen transparente ; 

leitende Schicht entfernt worden war, wurde fur 30 Sekunden auf 100*^0 gehalten, \ 

wonach eine Verbindung folgte. . | 

Ein Schneiden wurde in einem Teil ausgefuhrt, in welchem der Teil des ] 

transparenten Substrats, dessen transparente leitende Schicht entfernt worden war, ^ 
und der PET-Fllm als transparenter Schutz-Plastikfilm mitelnander verbunden 

wurden. AuBen angeschlossene Metallstabe wurden mit dunnen. kleinen Offnungen \ 
an den Elektrodenteilen von einem transparenten Heizerpaneel angebracht. wo die 

exotherme Oberflache zusatzlich zu den Endflachen der transparenten leitenden ^ 

Schicht und den peripheren Endflachen durch den transparenten Sehutz-Plastikfilm : 

bedeckt wurde. Die Dimensionen der Elektroden waren: Lange 125 mm und Breite 4 ^ 

mm, und der Abstand zwischen den Elektroden war 90 mm. Der Widerstand ; 

zwischen beiden Elektroden war 5 Q. \ 

Das transparente Heizerpaneel wurde in einem thermostatischen Tank bei -20X \ 

angeordnet. Eine elektrische Leistung von 13 V wurde daran angelegt. und die : 

Oberflachentemperatur des transparenten Heizerpaneels erhShte sich In einer ? 
Minute auf +2'C. Es gab einen Temperaturanstieg von 22'C. . 

Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige Losung von IN HOI eingetaucht, und es ' 
wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde dort bleibt. aber es gab keine Anderung 
bezuglich des aufieren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Ein Test bezuglich 
hoher Temperatur und hoher. Feuchtigkeit unter. Bedingungen von 85''C x 95 % 



wurde fGr 2000 Stunden ausgefOhrt, aber es gab kelne Anderung bezQglich des 
aulieren Erscheinungsbllds seiner Endflachen. WShrend desselben thermischen 
Tests wie demjenigen, der beim Beispiel 1 angenommen ist, der danach folgte, fuhr 
das transparente Helzerpaneel damit fort. WSime ohne Probleme zu erzeugen. 

Beispiel 3 

Eine laminierte Schicht. die Indiumoxid (40 nm)/(Silber{10 nm)/lndiumoxld (60 nm) 
aulweist. wurde auf einem PET-Film mit einer Transmission sichtbaren Lichts von 86 
% und einer Dicke von 100 pm unter Venwendung eines reaktiven DC-Magnetron- 
Sputterverfahrens ausgeblldet, urn einen transparenten leitenden l^ilm (ein erstes 
Zwischehprodukt) zu erhalten. 

Auf die transparente leitende Schicht mit Ausnahme eines Tells, der fur die 
Verbindung des transparenten Substrats mit einem transparenten Schutz- 
Plastikelement reserviert Ist, von Teilen, die fur die Ausblldung der Elektroden eines 
transparenten Heizerpaneels reserviert sind. und Elektrodentellen zum Plattieren 
wurde dasselbe UV-einstellende transparente Urethan-Acrylat. wie es beim Beispiel 
1 venwendet wird. aufgetragen und dann ausgehSrtet. urn eine transparente 
Schutzschiclit mit einer Dicke von 10 pm (ein zweltes Zwischenprodukt) auszubilden 

Ein Fotolack wurde auf dem Teil. der fur die Verbindung des transparenten Substrats 
mit dem transparenten Schutz-Plastikelement reserviert ist, ausgeblldet (drittes 
Zwischenprodukt). Die Teile. die fur die Ausblldung der Elektrode resen/iert sind, 
wurden mit einer leitenden Paste, die Kupferfullungen (Acryiharzbinder, Mitsui Toatsu 
Chemicals Inc., Marke; MSP-600F) enthait. beschichtet, und es wurde erlaubt, dass 
sle fOr 30 Minuten bei 140°C bleiben, urn eine leitende Schicht mit einer Dicke von 10 
pm (eine WiderstandsfShigkeit von 6 x 10"® O . cm) auszubilden (viertes 
Zwischenprodukt). 

Eine Kupferfolle mit einer Dicke von 25 pm mit einer Klebemittelschlcht an einer 
Oberfl^che von ihr selbst wurde mit dem vierten Zwischenprodukt uber die 
Klebemittelschicht verbunden. Die obere OberflSche der Kupferfolle wurde mit der 
oben angegebenen leitenden Paste (Acryiharzbinder) beschichtet, und es wurde 
zugelassen, dass sie fQr 30 Minuten bei 140°C bleibt, urn eine leitende Schicht mit 
einer Dicke von 10 pm (einer Widerstandsfahigkeit von 6 x 10'^ Q . cm) auszubilden. 



Die zusatzlicheh Teile wurden entfernt, um einen ursprunglichen Film efnes 
transparenten Heizerpaneels fertig zu stellen, dessen transparente leitende Schicht 
nicht bedeckt war. - . . 

Ein OPP-(orlentiertes bzw. " ausgerichtetes Polypropylen)-Film mit einem Loch in 
einem Teil von ihm selbst, der einem Verbindungsabschnitt entsprach, der mit einer 
AuBenelektrode verbunden 1st, wurde dem ursprunglichen Film des transparenten 
Heizerpaneels in einem derartigen Zustand Qberlagert, dass das Loch dem 
Elektrodenteil Qberlagert war. Ein weiterer OPP-Film ohne Loch wurde der 
Oberflache des transparenten Substrats Qberlagert. Die zwei OPP-Filme wurden bei 
den perlpheren Teilen des ursprunglichen Films unter einem hei2enden Zustand 
miteinander verbunden. Die zusatzlichen Teile wurden entfernt, um das transparente 
Heizerpaneel fertig zu stellen. 

Das transparente Heizerpaneel wurde in einem thermostatischen Tank bei ~20**C 
angeordnet. Eine elektrische Leistung von 13 V wurde daran angelegt, und die 
OberflSchentemperatur des transparenten Heizerpaneels erhdhte sich auf +2^*0 in 
einer Minute. Es gab einen Temperaturanstieg von 22''C. 

Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige Ldsung von I N HCI eingetaucht, und es 
wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde dort bleibt. aber es gab kefne Anderung 
bezuglich des aufieren Erscheinungsbilds seiner EndflSchen. Ein Test bezQglich 
hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von SS^'C x 95 % 
wurde fur zwei Stunden ausgefuhrt, aber es gab keine Anderung bezuglich des 
aulieren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Wahrend desselben thermischen 
Tests wie dennjenigen. der beim Beispiel 1 angenommen ist, der darauf folgte, fuhr 
das transparente Heizerpaneel damit fort, Warme ohne Probleme zu erzeugen. 

Beispiel 4 

Eine laminierte Schicht, die Siliziumnitrid (30 nm)/Titan (1 nm)/Silber mit 15 Gew.-% 
von Gold (10 nm)/Siliziumnitrid (30 nm)/lndiumoxid (30 nm) aufweist, wurde auf 
einem PET-Film mit einer Transmission sichtbaren Lichts von 89 % und einer Dicke 
von 100 |jm unter Verwendung eines reaktiven RF-lonenplattierungsverfahrens 
ausgebiidet. um einen transparenten leitenden Film (ein erstes Zwischenprodukt) zu 
erhalten. Der so erhaltene transparente leitende Film hatte eine Transmission 



sichtbaren Lichts von 74 % und eine OberflachenwiderstandsfShigkelt von 7 Q/q. 
Dann wurde ein transparentes Heizerpaneel gemSft demselben Verfahren wie 
, demjenigen beim Beispiel 1 erzeugt. 

Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige Losung von 1N HCI eingetaucht. und es 
wurde zugelassen, dass es fQr eine Stunde dort bleibt, aber es gab l<eine Anderung 
bezuglich des §uBeren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Ein Test bezQgllch 
hoher Temperatur und holier Feuchtlgkeit unter Bedlngungen von. 85°C x 95 % 
wurde fQr 2000 Stunden ausgefQhrt. aber es gab kelne Anderung bezuglich des 
auBeren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Wahrend desselben thermischen 
Tests wIe demjenigen, der beim Beispiel 1 angenommen 1st. der darauf folgt. fuhr 
das transparente Heizerpaneel damit fort, WSrme ohne Probleme zu erzeugen 

Beispiel 5 

Auf einer Oberfiache eines Pclycarbonat-(PC-)Films mil einer DIcke von 100 pm 
wurden eine thermoeinstellende Poylurethan-Schicht (mit einer Dicke von 10 nm, 
Mitsui Toatsu Chemicals Inc., Marke; Olester UD101N) und eine Polyvlnyl-Alkohol- 
Schicht (mit einer Dicke von 8 nm) in dieser Relhenfolge ausgebildet. Eine 
thermoeinstellende Siliconharzschicht (mit einer Dicke von 20 pm, Dow Corning 
Toray Silicon Co., Marke; SR2410) wurde auf der Polyvinyl-Alkohohlschicht 
ausgebildet, um einen feuchtigkeitsbestSndigen und, Gasbegrenzungsfilm zu 
erzeugen. 

Die Sauerstoffdurchiasslgkeit des Films, die gemaB dem Verfahren ASTM-D1434 
geprOft wurde, war 0,5 cc.m"^ Tag"\ Die Sauerstoffpermeabilitat bei einer relativen 
Feuchtigkeit von 100 %, die gemSR dem Verfahren ASTM-D3985 geprOft wurde. war 
0,6 cc m'^ . Tag'^ Oder weniger. Die WasserdampfpermeabilitSt des Films, die gemafi 
dem Verfahren ASTM-E96 (38'C, 90% RH) geprufl wurde, war 0.2 g m'^ . Tag^ . 

Eine Klebemittelschicht mit einer 25 pm wurde auf dem transparenten Substrat des 
feuchtigkeitsbestandigen und Gasbegrenzungsfilm ausgebildet. Der 
feuchtigkeitsbestandige und Gasbegrenzungsfilm wurde auf die exotherme 
Obernache des ursprQnglichen Films fur das transparente Heizerpaneel aufgetragen, 
das beim Beispiel 2 erzeugt ist. Ein Schneiden wurde in einem Teil ausgefuhrt, wo 
der Teil des transparenten Substrats. dessen transparente leitende Schicht entfernt 



worden war, und ein transparentes Schutz-Plastikelement miteinander verbunden 
warden. Aufien angeschlossene Metallstabe wurden mit runden kleinen Offnungen 
an den Elektrodenteilen angebracht. urn ein transparentes Heizerpaneel auszubilden, 
wo die Endflachen der transparenten leitenden Schicht und die perlpheren 
EndflSchen zur exothermen Oberflache durch das transparente Schutzelement 
bedeckt waren. 

Das transparente Heizerpaneel wurde in einem thermostatlschen Tank be! -20*'C 
angeordnet- Eine elektrlsche Leistung von 13 V wurde daran angelegt, und die 
Oberflachentemperatur des transparenten Heizerpaneels erhohte sich auf +2^*0 in 
einer Minute. Es gab einen Temperaturanstieg von 22''C. Ein Test -bezuglich hoher 
Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 85**C x 95 % wurde fur 
1000 Stunden ausgefuhrt, aber es gab keine Anderung bezuglich des aulieren 
Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Aufgrund desselben thernnischen Tests, wie er 
belm Beispiel 1 angenomnnen ist, der darauf folgt, fuhr das transparente 
Heizerpaneel damit fort, Warme ohne Probleme zu erzeugen. 

Be\sp\e\ 6 . 

Dieselbe Prozedur wie diejenige beim Beispiel 2 wurde ausgefuhrt, auBer dass die 
transparente leitende Schicht durch eine lanninierte Schicht ersetzt wurde. die aus 
ITO (Indiumzinnoxid, 10 O/a) besteht, urn ein transparentes Heizerpaneel zu 
erzeugen. Das Heizerpaneel wurde in eine wSssrige L6sung von IN HCI eingetaucht, 
und es wurde zugelassen, dass es fiir eine Stunde darin bleibt, aber es gab keine 
Anderung bezuglich des auReren Erscheinungsbilds einer Endflachen. 

Vergleichsbeispiel 1 

Ein transparentes Heizerpaneel wurde unter denselben Bedingungen wie denjenigen 
im Beispiel 1 erzeugt, auRer dass ein transparentes Schutz-Plastikelement nicht 
ausgebildet wurde. Das Heizerpaneel wurde In eine wassrige LOsung von IN HCI 
eingetaucht, und es wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde darin bleibt. Die 
Endflachen wurden jedoch durch Farbpunkte bedeckt und teilwefse abgeschalt. Ein 
Test bezuglich hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von ' 
SS'^C X 95 % wurde ausgefuhrt. aber nach 500 Stunden erschienen gefarbte Flecken 
bei den Endflachen. Nach zusatzlichen 500 Stunden waren gefarbte Flecken in der 



Nachbarschaft des Zentrums, und das Produkt konnte nicht als das transparente 
Heizerpaneer verwendet werden. 

Vergleichsbeispiel 2 

Ein transparentes Heizerpaneel wurde unter denselben Bedingungen wie denjenigen 
\m Beispiel 3 erzeugt, auder dass ein transparentes Schutz-Plastikelement nicht 
ausgebildet wurde. Ein Test bezuglich hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit 
unter Bedingungen von 85X x 95 % wurde ausgefuhrt, aber nach 500 Stunden 
erschienen gefSrbte Flecken bel den Endflachen. Gefarbte Flecken waren in einigen 
inneren Teilen des Heizerpaneels, und das Produkt konnte nicht als das transparente 
Heizerpaneel verwendet werden. 

Vergleichsbeispiel 3 

Ein transparentes Heizerpaneel wurde unter denselben Bedingungen wie denjenigen 
im Beispiel 4 erzeugt, auBer dass ein transparentes Schutz-Plastikelement nicht 
ausgebildet wurde. Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige LOsung von IN HCI 
getaucht und es wurde zugelassen. dass es fur eIne Stunde darin blleb. Die 
Endflachen wurden durch gefSrbte Flecken bedeckt und tellweise abgeschSlt. 

Vergleichsbeispiel 4 

Ein transparentes Heizerpaneel wurde unter denselben Bedingungen wie denjenigen 
im Beispiel 6 erzeugt, aufier dass ein transparentes Schutz-Plastikelement nicht 
ausgebildet wurde. Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige LOsung.von 1N HCI 
getaucht und es wurde zugelassen. dass es fur eine Stunde darin blleb. Ein Tell der 
transparenten Schutzschicht uber den Randteilen des transparenten Heizerpaneels 
schmolzen weg. 

Beispiel 7 

Eine laminierte Schicht, die Siliziumnitrid (30 nm)/Silber (10 nm)/Kupfer 
(1nm)/Sil(ziumnitrid (10 nm)/lndiumoxid (60 nm) aufweist, wurde auf einem PET-Film 
mit einer Transmission sichtbaren Lichts von 89 % und einer Dicke von 100 pm 
unter Verwendung eines reaktiven RF-Magnetrcn-Sputterverfahrens ausgebildet, urn 



einen transparenten leitenden Film (ein erstes Zwischenprodukt) zu erhalten. Der so ; 

erhaltene transparente leitende Film hatte eine Transmission sichtbaren Lichts von ; 
74 % und eine Oberflachenwiderstandsfahigkeit von 7 Q/o. 

Auf die laminierte Schicht mit Ausnahme von Elektrodenteilen zum Plattieren und 

Teileh, die fur die Elektroden eines transparenten Heizerpaneels reserviert sind, ' 

wurde dasselbe UV-einstellende transparente Urethanacrylat, wis es belm Beispiel 1 - 

verwendet ist, aufgetragen und dann ausgehartet. urn eine transparente ; 

Schutzschicht mit einer Dicke vom 10 pm (ein zweites Zwischenprodukt) [ 

auszubilden. ! 

Die Teile, die fur die Ausbildung der Elektroden reserviert sind, wurden mit eirier 

leitenden Paste, die Kupferfullungen (Phenolharzbinder) enthalten, beschichtet, und : 

es wurde zugelassen, dass sie fur 30 Minuten bei 160X bleiben, um eine leitende l 
Schicht mit einer Dicke von 10 pm (einer WIderstandsfahigkeit von 6 x 10'^ Q . cm) 

(ein drittes Zwischenprodukt) auszubilden. : 

Ein Elektroplattieren wurde In einem NIckelsulfamat-Plattierungsbad bei pH 4,5 • 

ausgefaiirt, um NIckelschichten mit einer Dicke von 5 pm ais Metallelektroden . 

auszubilden. Die Dimenslonen der Elektroden waren: LSnge 125 mm und Breite 4 • 

mm, und der Abstand zwischen den Elektroden war 90 mm (viertes ■ 

Zwischenprodukt). j 

Ein PET-Film mit einer Dicke von 25 pm mit einer dnjckempfindlichen Klebeschicht ] 

mit einer Dicke von 20 ym wurde auf das vierte Zwischenprodukt bei einem. ^ 

derartigen Zustand laminiert, dass die Verbindungsabschnitte der Elektroden nicht • 

bedeckt wurden, so dass ein transparentes Piastikelement ausgebildet wurde. Eine . 

druckempfindliche Klebeschicht mit einer Trenneinheit oder einem Freigabebogen i 

wurde auf das transparente Substrat aufgetragen, um das transparente Heizerpaneel ? 
fertigzustellen. Der Widerstand zwischen beiden der Elektroden war 5 fi. 

Die Trenneinheit wurde vom transparenten Heizerpaneel abgeschait. Das ! 
transparente Heizerpaneel wurde auf eine QIasplatte verbunden und mit der 
Glasplatte in einem thermostatischen Tank bei -20'C angeordnet. Eine elektrische 
Leistung von 13 V wurde angelegt, und die Oberfiachentemperatur des 
transparenten Heizerpaneels erhohte sich auf +2°C in einer Minute. Es gab einen 



Temperaturanstieg von ll'C. 



Die Endflachen des transparenten Heizerpaneels Oder die geschnittenen Endflachen 
davon wurden mit einem modifizierten Vinylacetat-Harz, das 5 Gew.-% von 1.2,3- 
Benzotriazol enthalt. beschichtet, urn eine Schlcht mit einer Dicke von 5* pm 
auszubilden. Es wurde zugelassen, dass das Heizerpaneei fiir 5 Minuten bei HCC 
blleb. urn eine organisciie Schutzschicht auszubilden, die ein Antiitorrosionsmittel 
enthait. 

Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige LOsung mit 1N HCI eingetaucht. und es 
wurde zugelassen. dass es fQr eine Stunde dort blieb, aber es gabT<elne Anderung 
bezoglich des Sufieren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Ein Test bezCigiich 
hoher Temperatur und hoher Feuchtiglceit unter Bedingungen von 85"C x 95 % 
wurde ausgefiihrt, aber nacii 2000 Stunden gab es kelne Anderung bezQglich des 
aufteren Erscheinungsbildes seiner Endflachen. Wahrend desseiben thermischen 
Tests, wie er im Beispiel 1 angenommen ist, der darauf folgt. fuhr das transparente 
Heizerpaneel damit fort, Warme ohne Probleme zu erzeugen. 

Beispiel 8 

Eine laminierte Schlcht, die Siliziumnitrid (50 nm)/Silber (10 nm)/Siliziumoxynitrid (60 
nm) aufweist. wurde auf einen PET-RIm mit einer Transmission sichtbaren Lichts von ' 
89 % und einer Dicke von 100 pm unter Verwendung eines reaktlven RF-Magnetron- 
Sputterverfahrens ausgebildet. urn einen transparenten leitenden Film (ein erstes 
Zwischenprodukt) zu erhalten. 

Auf die exotherme Oberflache des transparenten Heizerpaneels Oder die so 
erhaltene laminierte Schicht wurde dasselbe UV-einstellende transparente 
Urethanacrylat. wie. es im Beispiel 1 verwendet wird. aufgetragen und dann 
ausgehartet, um eine transparente Schutzschicht auszubilden. 

Die Telle, die fdir die Ausbildung der Elektroden reserviert sind. wurden mit einer 
leitenden Paste beschichtet. die KupferfOllungen (Phenolharzbinder) enthalt, und es 
wurde zugelassen. dass sie fur 30 Minuten bei 150°C bleiben. um eine leitende 
Schicht auszubilden, die eine Dicke von 10 (eine Widerstandsfahigkeit von 6 x 
10' Q • cm) hat (zweites Zwischenprodukt). 



Das zweite Zwischenprodukt wurde mit einer Saurelosung mit dem pH von 2 und ^ 

dann mit Wasser gewaschen. Eine Elektroplattieren wurde in einem Alkanol-Sulfon- ; 

Saurebad mit einem pH-Wert von 1 ausgefuhrt, urn LOtschichten mit eiher Dicke von - 
etwa 5 pm. die aus einer Legierung aus Zinn und Blei bestehen, als Metallelektroden 

auszubilden. Die Dimenslonen der Elektroden waren: Lange 125 mm und Breite 4 i 

mm, und der Abstand zwischen den Elektroden war 90 mm. Der WIderstand ; 
zwischen beiden der Elektroden war 5 D. 

Das transparente Heizerpaneel wurde in einem thermostatischen Tank bei -20'*C j 

angeordnet, und es wurde zugelassen, dass es darin blieb. Eine elektrische Leistung : 

von 13 V wurde daran angelegt, und die Oberfiachentemperatur des transparenten ' 

Heizerpaneels erhohte sich in einer Minute auf +2X. Es gab einen ^ 

Temperaturanstieg yon 22''C. • 

Die peripheren Endflachen des transparenten Heizerpaneels zusatzlich zu den \ 

Endfiachen der transparenten leitenden Schicht wurden mit einem ! 

Beschichtungsmaterial (KlSren zur Randbesehichtung, KawakamI Paint Mfg. Co., \ 

Marke; Eton 2100) beschlchtet und getrocknet, um eine organische Schutzschicht . 
mit einer Dicke von 50 pm auszubilden, die ein Antikorrosionsmittel enthalt Ein Test 

bezuglich hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von SS^'C x * 

95 % wurde unter VenA/endung des transparenten Heizerpaneels ausgefuhrt, aber \ 
selbst nach 1000 Stunden gab es keine Anderung. Wahrend desselben thermischen 

Tests, wie er im Beispiel 1 angenommen ist; der darauf folgte, fuhr das transparente ;: 

Heizerpaneel damit fort. Warme ohne Probleme zu erzeugen. - ^ 

Beispiel 9 

i 

Eine laminierte Schicht. die Indiumoxid (40 nm)/Silber (10 nm)/ Indiumoxid (60 nm) \ 

aufweist, wurde auf einen PET-Film mit einer Transmission sichtbaren Lichts von 89 ; 

% und einer Dicke von 100 pm unter Verwendung eines reaktiven RF-Magnetron- [ 

Sputterverfahrens ausgebildet, um einen transparenten leitenden Film (ein erstes ; 
Zwischenprodukt) zu erhalten. 

Auf die laminierte Schicht mit Ausnahme von Elektrodenteilen zum Plattieren und 
Teilen fur die Ausbildung der Elektroden eines transparenten Heizerpaneels wurde 



dasselbe UV-eihstellende transparente Urethanacrylat, wie es beim Beispiel 1 
venvendet wurde. aufgetragen und dann ausgehSrtet. urn eine transparente 
Schutzschicht mit einer Dicke von 10 pm (ein zweites Zwischenprodukt) auszubilden. 

Die Teile. die fur die Ausbildung der Elektroden resen/iert sind. wurden mit einer 
leitenden Paste beschichtet, die SilberfOllungen (Acryiharzbinder) enthalt und es 
vyurde zugelassen. dass sie fur 30 Minuten bei 140«C blieben. um eine leitende 
Schicht mit einer DIcke von 10 pm (einer WIderstandsfahigkeit von 6 x 10"^ Q cm) 
(ein drittes Zwischenprodukt) auszubilden. Eine Kupferfolie mit einer Klebeschicht an 
einer OberflSche von ihr seibst wurde mit dem dritten Zwischenprodukt Qber die 
Klebeschicht verbunden. Die obere OberflSche der Kupferfolie wurde mit der oben 
angegebenen leitenden Paste (dem Acrylharzblnder) beschichtet. und es wurde 
zugelassen. dass sie fur 30 Minuten bei 140»C blieb. um eine leitende Schicht mit 
einer Dicke von 10 pm (einer WiderstandsfShigkeit von 6 x lO"* Q . cm) ais 
Elektroden auszubilden (viertes Zwischenprodukt). Ein PET-Film mit einer Dicke von 
25 pm mit einer druckempfindlichen Klebeschicht mit einer Dicke von 20 pm wurde 
auf das vierte Zwischenprodukt bei der Bedingung laminiert. dass die 
Verbindungsabschnltte der Elektroden nicht bedeckt wurden. so dass ein 
transparentes Plastikelement ausgeblldet wurde. 

Die peripheren EndflSchen des transparenten Heizerpaneels zusStzlich zu den 
Endflachen der transparenten leitenden Schicht wurden mit einem UV-elnstellenden 
Abdichtmaterlal (modifiziertes Acrylat. Marke; Rocktight 350) beschichtet und 
getrocknet. um eine organische Schutzschicht mit einer Dicke von 50 pm 
auszubilden. die ein Antikorrosionsmittel enthSlt. 

Das Heizerpaneel wurde In eine wassrige Losung von IN HCI eingetaucht und es 
wurde zugelassen. dass es fQr eIne Stunde dort bleib. aber es gab keine Anderung 
bezuglich des Suftei-en Erscheinungsbilds seiner EndflSchen. Ein Test bezuglich 
hoher Temperatur: und hoher Feuchtigkeit unter Bedlngungen von eS'C x 95 % 
wurde ausgefuhrt. aber nach 1000 Stunden gab es keine Anderung bezuglich des 
aufteren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Wahrend desselben thermischen 
Tests, wie er beim Beispiel 1 angenommen ist, der darauf folgte. fuhr das 
transparente Heizerpaneel damit fort. WSrme ohne Probleme zu erzeugen. 



Beispiel 10 



Eine laminierte Schicht. die Silber (10nm) / Kupfer (Inm) / Siliziumnitrid (40 nm) / 
Indiumoxid (60 nm) aufweist, wurde auf einem PET-Film mit einer Transmission 
sichtbaren Lichts von 85 % und einer Dicke von 100 jjm unter Verwendung eines 
reaktiven RF-Magnetron-Sputterverfahrens ausgebildet. um einen transparenten 
leitenden Film (ein erstes Zwischenprodukt) zu erhalten. Der so erhaltene 
tranisparente leitende Film hatte eine Transmission sichtbaren Lichts von 76 % und 
eine Oberflachenwiderstandsfahigkeit von 7 Q/o je Oberflache der so erhaltenen 
laminierten Schicht mit Ausnahme von Elektrodenteilen zum Plattieren und Teilen, 
die fur die Ausbildung der Elektroden eines transparenten HelzerpSneels reserviert 
sind, wurde mit demselben UV-einstelienden transparenten Epoxyacrylat wie 
demjenigen beschichtet, das im Beispiel 1 verwendet ist, um eine transparente 
Schutzschicht mit einer Dicke von 10 pm auszubilden. 

Ein Elektroplattieren wurde in einem Nicklsulfamat-Plattierungsbad mit einem pH- 
Wert von 4,5 ausgefuhrt, um Nickelschichten niit einer Dicke von etwa 5 pm als 
Metallelektroden auszubilden. Die Dimensionen der Elektroden waren: Lange 125 
mm und Brelte 4 mm, und der Abstand zwischen den Elektroden war 90 mm. Die 
WIderstandsfahigkeit zwischen beiden Elektroden war 5 Q. 

Das transparente Heizerpaneel wurde in einem thermostatischen Tank bei -20'*C 
angeordnet. und es wurde zugelassen, dass es darin blieb. Eine elektrische Leistung 
von 13V wurde daran angelegt, und die Oberflachentemperatur des transparenten 
Heizerpaneels erhohte sich in . einer Minute auf +2*C. . Es gab einen 
Temperaturanstieg von 22^*0. 

Die Endflachen des transparenten Heizerpaneels wurden mit modifiziertem 
Vinylacetatharz. das 5 Gew.-% von 1,2,3-Benzotriazol enthait. beschichtet, um eine 
Schicht mit einer Dicke von 5 pm auszubilden. Es wurde zugelassen, dass das 
Heizerpaneel fOr 5 Minuten auf IIO^'C blieb, um eine organische Schutzschicht 
auszubilden, die ein Antikorrosionsmittel enthait. . ^ 

Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige Losung von 1N HCI eingetaucht. und es 
wurde zugelassen. dass es fur eine Stunde dort bleib. aber es gab keine Anderung 
bezuglich des aufteren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Ein Test bezuglich 



hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 85-C x 95 % 
wurde ausgefiihrt. aber nach 1000 Stunden gab es keine Anderung bezQglich des 
auBeren Erscheinungsbilds seiner EndflSchen. Wahrend desselben thermlschen 
Tests, wie er beim Beisplel 1 angenommen ist, der darauf folgte, fuhr das 
transparente Heizerpaneel damit fort, warme ohne Probleme zu erzeugen. 

Vergleichsbeispiel 5 

EIn transparentes Heizerpaneel wurde gemSB demselben Verfahren wie demjenigen 
Im Beispiel 7 erzeugt. Die EndflSchen des Helzerpaneels wurden keiner 
Antikorroslonsbehandlung unterzogen. Es wurde In eine wSssrige LfiTsung mit 1N HCI 
eingetaucht. und es wurde zugelassen. dass es fOr eine Stunde dort blieb. Es gab 
gemrble Flecken bei seinen EndflSchen, und die EndflSchen schalten sich tellwelse 
ab. 

Vergleichsbeispiel 6 

EIn transparentes Heizerpaneel wurde gemaii demselben Verfahren wie demjenigen 
im Beisplel 8 erzeugt. Die EndflSchen des Helzerpaneels wurden keiner 
Antikorroslonsbehandlung unterzogen. EIn Test bezuglich hoher Temperatur und 
hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 85»C x 95 % wurde Verwendung des 
Helzerpaneels ausgefuhrt. Nach 500 Stunden erschlenen gefSrbte Flecken bel den 
Endflachen da von. Nach zusatzlichen 500 Stunden erschlenen gefarbte Flecken In 
der Nachbarschaft des Zentrums. und das transparente Heizerpaneel konnte nicht 
verwendet werden. 

Vergleichsbeispiel 7 

Ein transparentes Heizerpaneel wurde gemSB demselben Verfahren wie demjenigen 
im Beisplel 9 erzeugt. Die Endflachen des Helzerpaneels wurden keiner 
Antikorrosionsbehandlung unterzogen. Es wurde in eine wSssrige LQsung von 1N 
HCI getaucht. und es wurde zugelassen. dass es fOr eine Stunde darin blieb. Es gab 
gefarbte Flecken bei seinen Endflachen. und die Endflachen schalten sIch teilwelse 
ab. . 



Beispiel 1 1 



Eine laminierte Schicht. die Silber (10 nm) / Kupfer (1 nm) / Siliziumoynitrid (5 nm) / : 

Siliziumoxid (5 nm) / Indiumozinnoxid (40 nm) aufweist, wurde auf einen PET-Film . 

mit ejner Transmission slchtbaren LIchts von 89 % und einer Dicke von 100 pm unter ' 

Verwendung eines reaktiven DC-Magnetron-Sputterverfahrens mit einem i 
metallischen Target ausgebildet, um einen transparenten leitenden Film zu erhalten. 
Der so erhaltene transparente leitende Film hatte eine Transmission slchtbaren 

Lichts von 76 % und eine Oberflachenwiderstandsfahlgkfeit von 7 Q/a. (erstes ^ 
Zwischenprodukt) 

Auf die transparente leitende Schicht mit Ausnahme eines Teils, der fur jdie : 

Verbindung des transparenten Substrats mit einer Antikorrosionsschicht reserviert ist, ■ 

von Teijen mit Ausnahme von leitenden Schichten in der Form eines Musters auf ] 

einer exdthermen Oberfiache, von Teilen, die fOr die Ausbildung der Elektroden eines : 

transparenten Heizerpaneels reserviert sind, und Elektrodentellen zum Plattieren • 

wurde dasselbe UV-elnstel!ende transparente Urethanacrylat. wie es im Beispiel 1 \ 

verwendet wird, aufgetragen und dann ausgehSrtet. um eine transparente - 
Schutzschidit mit einer DIcke von 10 pm (ein zweites Zwischenprodukt) auszubilden. 

Ein Fotolack wurde auf dem Teil ausgebildet, der fQr die Verbindung des [ 

transparenten Substrats mit der Antikorrosionsschicht reserviert ist (drittes I 

Zwischenprodukt). Ein Elektroplattleren wurde in einem Nickelsulfamat- • 
Plattierungsbad mit einem pH-Wert von 4,5 ausgefuhrt, um Nickelschichten mit einer 

Dicke von 5 pm als Metallelektroden (ein viertes Zwischenprodukt) auszubilden. Dias ! 

vierte Zwischenprodukt wurde In eine wSssrige L6sung von 1 % KOH eingetaucht, ' 

um den Fotolack zu entfernen, und es wurde dann In eine Atzlbsung vom HCI-Typ j 

Oder eine wSssrlge Losung mit 8 % HCI eingetaucht. Die zusatzlichen Telle der ■ 

leitenden Schicht vyurden entfernt, um eine Gruppe von leitenden Schichten mit [ 

einem vbrbestimmten Muster auszubilden, wobel der Abstand zwischen Leitungen : 

von leitenden Schichten 200 pm im zentralen Teil war (fQnftes Zwischenprodukt; Fig, ' 

30). 1 

Die Dimensionen der Elektroden waren: Lange 125 mm und Breite 4 mm, und der 
Abstand zwischen den Elektroden war 90 mm. Eine transparente Urethanacrylat- 
Schicht (DIabeam UK-6074) mit einer Dicke von 20 pm als eine Antikorrosionsschicht 



wurde Eleklrodenteilen mit Ausnahme von Teilen ausgebildet, die 
Verbindungsabschnitten entsprachen, die mit AuBenelektroden verbunden waren. 

Ein Abschneiden wurde in einem Teil ausgefuhrt, in welciiem das transparente 
Substrat, dessen transparente leitende Schicht entfernt worden war, und die 
Antil<orrosionssci^icht miteinander verbunden waren. Durcii ein 
WiderstandsschweiBen wurden auBen angesclilossene Metailstabe durch Hitze mit 
den Elelctrodenteilen verbunden, die den Verbindungsabschnitten entsprachen, die 
mit den AulSeneleictroden verbunden waren, und wo keine Antikorrosionsschicht 
ausgebildet wurde. 

Eine druckempfindliche Klebeschicht mit einer Trenneinheit Oder einem 
Freigabebogen wurde auf das transparente Substrat aufgetragen, urn ein 
transparentes Heizerpaneel mit Passungen fur eine Verbindung fertig zu stellen. Der 
Widerstand zwischen den ausgebildeten belden Elektroden war 5 Q. 

Die Trenneinheit wurde vom transparenten Heizerpaneel abgeschalt, dessen 
Metailstabe mit Leitungen zum Aniegen elektrischer Leistung durch Loten verbunden 
waren. Das transparente Heizerpaneel wurde auf eine Glasplatte verbunden und mit 
der Glasplatte in einem thermostatischen Tank bei -20''C angeordnet. Eine 
elektrische Leistung von 13 V wurde daran angelegt. und die Oberfiachentemperatur 
des transparenten Heizerpaneels erhShte sich in einer Minute ailf +2''C. Es gab 
einen Temperaturanstieg von 22°C. Die Temperaturverteilung der exothermen 
Oberflache war im Bereich von ± 1 und einheitlich. 

Das Heizerpaneel wurde in eine wSssrige LOsung von 1N HCI eingetaucht, und es 
wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde darin blieb, aber es gab keine Anderung 
bezQglich des SulSeren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Ein Test bezugiich 
hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 85'C x 95 % 
wurde fOr 1000 Stunden ausgefOhrt, aber es gab keine Anderung bezQglich des 
auBeren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. wahrend des thermischen Tests, wie 
er im Beispiel 1 angewendet ist. der darauf folgte. fuhr das transparente 
Heizerpaneel damit fort, Warme ohne Probleme zu erzeugen. 
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Patf>ntanspmrh<a 

1 . Transparentes Heizerpaneel (1 ), das in Komblnation Folgendes aufwelst: 

1) ein transparentes Substrat (2); 

2) eine transparente leltende Schlcht (3), die auf efner ersten Oberfl§che 
des transparenten Substrats (2) ausgebildet ist und EndflSchen hat; 

3) eine erste Elektrode (5). die sich Qber einen ersten Randteil der 
transparenten leitenden Schlcht (3) erstreckt. und eine zweite Elektrode (5'), 
die sich Ober einen zweiten Randteil der transparenten leitenden Schicht (3) 
erstreckt, der beabstandet von und entgegengesetzt zu ihrem ;zweiten 
Randteil ist, wobei die Elektroden (5. 5') Endflachen haben; und 

4) eine transparente Schutzschicht (6), die uber dem Tell der 
transparenten leitenden Schicht (3) ausgebildet ist, bei welchem weder die 
erste Elektrode (5) noch die zweite Elektrode (5') ausgebildet ist, wobei jede 
der Endflachen der transparenten leitenden Schicht (3) einer 
Kbrrosionsschutzbehandlung unterzogen ist. 

2. Transparentes Heizerpaneel (1) nach Anspruch 1, wobei die transparente 
leitende Schicht (3) in der Form einea vorbestimmten Musters Ist und als 
exotherme Oberfiache funktioniert 

3. Transparentes Heizerpaneel (1 ) nach Anspruch 1 , wobei jede der Endflachen der 
Elektroden (5, 5') und jede der Endflachen der transparenten Schutzschicht (6) 
einer Korrosionsschutzbehandlung unterzogen sind. 

4. Transparentes Heizerpaneel nach Anspruch 1 oder Anspruch 2. wobei die 
transparente Schutzschicht (3) wenigstens eine transparente dOnne Schlcht und 
wenigstens eine metallische dOnne Schicht aufweist, deren "Hauptkomponente 
wenigstens ein Metal I ist, das aus einer Gruppe (a1) ausgewahit ist, die aus 
Silber und Kupfer besteht, und die transparente dunne Schicht optional ein 
Piattchen Oder ein Laminat ist, das wenigstens ein Material aufweist, das aus der 
Gruppe ausgewahit ist. die aus Metall-Oxiden, Metall-Nitriden. Metall- 



Oxynitriden, Metall-Hydronitriden und Metall-Carbiden besteht. 

Transparentes Heizerpaneel (1) nach Anspruch 4. wobei die metalllsche 
diinne Schicht eine erste metallische dOnne Schicht (A) und eine zweite 
metallische dOnne Schicht (B) aulweist. die in einer Reihenfolge von AB. BAB 
Oder BA jeweils uber dem transparenten Substrat (2) sind; 

wobei die erste metallische dOnne Schicht (A) ausgewahit ist aus 

1) einem Piattchen Oder einem Lamlnat mit wenigstens einem 
IVIetall. das aus der Gruppe (a1) ausgewahit ist. die aus Silber und 
Kupfer besteht; 

2) einem Piattchen oder einem Lamina! mit einer Legierung aus 
wenigstens einem Metall. das aus der Gruppe (a1) ausgewahit ist. und 
wenigstens einem Metall. das aus einer Gruppe (a2) ausgewahit ist. die 
aus Palladium. Kupfer, Platin und Gold besteht; und 

3) einem Piattchen oder einem Laminat, das aus einer Mischung 
aus wenigstens einem Metall, das aus der Gruppe (a1 ) ausgewahit ist. 
und wenigstens einem Metall. das aus der Gruppe (a2) ausgewahit ist! 
besteht; 

wobei die zweite metallische dOnne Schicht (B) ausgewahit ist aus 

4) einem Piattchen oder einem Laminat mit wenigstens einem 
Metall. das aus einer Gruppe (b1) ausgewShlt ist. die aus Kupfer. 
Nickel. Zinn. Indium. Titan. Palladium, Aluminium. Chrom. Silizium.' 
Wolfram, Vanadium. Zink. Tantal. Gold. Platin und Kobalt besteht; 

5) einem Piattchen oder einem Laminat mit einer Legierung aus 
wenigstens einem Metall. das aus der Gruppe (b1 ) ausgewahit ist; und 

6) einem Piattchen oder einem Laminat aus einer Mischung. die 
aus wenigstens einem Metall besteht. das aus der Gruppe (b1) 
ausgewahit Ist. 

Transparentes Heizerpaneel (1) nach Anspruch 1 oder Anspruch 2. wobei 
jede der Endflachen der transparenten Schutzschichf (6) einer 
Korrosionsschutzbehandlung mit einem transparenten Schutz-Plastikelement 
(7) unterzogen ist. und das transparente Schutz-Plastikelement (7) ein 
transparenter Schutz-Plastikfilm (9) oder eine transparente Schutz-Plastikfolie 
ist. 



Transparentes Heizerpaneel (1) nach Anspruch 6, wobel das transparente 
Schutz-Plastikelement (7) durch die Verwendung einer Klebeschicht (8) 
laminiert ist und/oder das transparente Schutz-Plastikelement (7) auf den 
gesamten Endflachen des transparenten Heizerpaneels (1) ist. 

Transparentes Heizerpaneel (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei jede der 
Endflachen der transparenten leitenden Schicht (3)- einer 
Korrosionsschutzbehandjung mit einem Korrosionsschutzmittel unterzogen ist, 
wobei das Korrosionsschutzmittel eine Wirkkomponente aufweist. die 
ausgew3hlt ist aus 

1) wenigstens einer Wirkkomponente, die aus der Gruppe 
ausgewahit Ist, die aus Benzo-Triazol, Indazolen, Imidazolen urid 
Deriviaten davon besteht; 

2) wenigstens einer Wirkkomponente, die aus der Gruppe 
ausgewahit ist, die aus Aminosauren, Estern von Aminosauren, 
Alkalimetallsalzen von Aminosauren, Ammoniak und Salzen von 
Aminen besteht; 

3) einer Wirkkomponente, die aus der Gruppe ausgewahit ist, die 
aus Mercaptan und Derivaten von Mercaptan, die In enger Beziehung 
zu Mercaptan sind, besteht; 

4) einer Wirkkomponente, die irgendeine Kupfer-Chelat-Verblndung 
aufweist; 

5) einer IVIischung, die wenigstens zwel der WIrkkomponenten 1) 

bis 4) aufweist; und 

6) einer Mischung. die mit wenigstens eine der Wirkkomponenten 
1) bis 4) und eine dritte Komponente aufweist. 

Transparentes Heizerpaneel (1) nach Anspruch 8, wobei entweder eine 
organische Schutzschicht (32), die das Korrosionsschutzmittel mit irgendeiner 
der Wirkkomponenten 1) bis 6) enthait, auf wenigstens einer der Endflachen 
der transparenten leitenden Schicht (3) ausgebildet ist, oder 

eine Klebeschicht (8), die das Korrosionsschutzmittel mit irgendeiner 
der Wirkkomponenten 1) bis 6) enthait, auf wenigstens einer der Endflachen 
der transparenten leitenden Schicht (3) ausgebildet ist. 

Verfahren zum Vorbereiten eines transparenten Heizerpaneels (1), wobei das 



Heizerparieel In Komblnatlon Folgendes aufweist: 

1) ein transparentes Substrat (2): 

2) eine transparente leitende Schicht (3), die auf einer ersten Oberfl^che 
des transparenten Substrats (2) ausgebildet ist und Endflachen hat; 

3) eine erste Elektrode (5). die sich uber einen ersten Randteil der 
transparenten leitenden Schicht (3) erstreckt, und eine zweite Elel<trode (5'). 
die sich Qber einen zweiten Randteil der transparenten leitenden Schicht (3) 
erstreckt. der beabstandet von und entgegengesetzt zu ihrem zweiten 
Randteil Ist, wobei die Elektroden (5. 5') Endflachen haben; und 

4) eine transparente Schutzschicht (6), die Qber dem Teil der 
transparenten leitenden Schicht (3) ausgebildet ist. bel welchem weder die 
erste Elektrode (5) noch die zweite Elektrode (5*) ausgebildet Ist; 

wobei das Verfahren zum Vorbereiten des transparenten Heizerpaneels 
• einen Schritt zur Korrosionsschutzbehandlung jeder der Endflachen der 
transparenten leitenden Schicht (3) aufweist. 

Verfahren zum Vorbereiten eines transparenten Heizerpaneels (1) nach 
Anspruch 10, das Folgendes aufweist: 

1 ) einen ersten Schritt zum Ausbilden der transparenten Schutzschicht (6) 
Qber einem ausgewahlten Teil der transparenten leitenden Schicht (3). die auf 
der ersten Oberfiache des transparenten Substrats (2) ausgebildet ist und die 
als exotherme Oberfiache funktionlert; 

2) einen zweiten Schritt zum Ausbilden eInes Schutzlacks (40) Qber dem 
Teil der transparenten leitenden Schicht (3), bei welchem weder die erste 
Elektrode (5) noch die zweite Elektrode (5') auszubilden ist; 

3) einen dritten Schritt zum Ausbilden der ersten Elektrode (5) und der 
zweiten Elektrode (5'); 

4) einen vierten Schritt zum Entfernen des Schutzlacks; 

6) einen funften Schritt zum Entfernen eines Oberflusses der 
transparenten leitenden Schicht (3); 

6) einen sechsten Schritt, als Korrosionsschutzbehandlung. zum 
Bedecken der Endflachen der transparenten leitenden Schicht (3) und jeder 
der peripheren Endflachen mit einem transparenten Schutz-Plastikelement (7); 
und 

7) einen siebten Schritt zum Entfernen irgendeines Oberflusses. 



Verfahren zum Vorbereiten eines transparenten Heizerpaneels (1) nach 
Anspruch 10, wobei der Schritt zur Korrosionsschutzbehandlung ein Bedecken 
aller Endflachen des transparenten Heizerpaneels (1) mit einem transparenten 
Schutz-Plastikelement (7) aufweist. 
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